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 1. Vorwort Der vorliegende Jahresbericht zieht eine eindrucksvolle Bilanz der Aktivitäten in Lehre und Forschung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Institutes für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik sowie des Zentrums für mikrotechnische Produktion (ZµP) im Jahre 2006. Ausgehend von der im Jahre 2003 vorgenommenen Konzentration der Ressourcen zur Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik galt es 12 Lehrveranstaltungen mit zum Teil sehr umfangreichen Praktika abzuhalten, Drittmittelforschungen für 30 Mitarbeiter vorzubereiten und in hoher Qualität durchzuführen sowie Mitwirkungsleistungen in zahlreichen universitären und außeruniversitären Gremien zu erbringen. Der Jahresbericht 2006 übergibt den Freunden und Partnern des IAVT und des ZµP auf den nachfolgenden Seiten hierzu umfangreiches Faktenmaterial. Weiterhin reflektiert er in gebührender Weise die wissenschaftlichen Höhepunkte und Erfolge des IAVT und des ZµP, von denen ich die nachfolgenden besonders hervorheben möchte: • Organisation der 1. Electronics Systemintegration Technology Conference (ESTC) in Dresden, September 2006 unter der Leitung von Dr.-Ing. T. Zerna • 29. Internationales Spring Seminar on Electronics Technology, Mai 2006, Chairman: Dr.-Ing. Heinz Wohlrabe • Abschluß einer Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren, April 2006 • Erfolgreicher Abschluß der Habilitation von Prof. U.H.P. Fischer-Hirchert und die erfolgreichen Promotionen der Herren Dr. R. Rieske und Dr. M. Schaulin an unserem Institut • Erfolgreiche Verteidigung von 14 Diplomarbeiten an unserem Institut • Zahlreiche Publikationen von wissenschaftlichen Beiträgen in Form von Büchern, Fachartikeln und Vorträgen, u. a. Herausgabe des Buches „Electronics Process Technology“ im Springerverlag durch Prof. Sauer • Durchführung von Drittmittel-Forschungsarbeiten im Jahre 2006 mit einem Jahresfinanzvolumen von 1,8 Mio. Euro Garanten der erfolgreichen Entwicklungen des IAVT und des ZµP sind die engagierte Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unterstützung durch unsere Partner in Firmen und Instituten sowie durch die Universitätsleitung. Die Gestaltung einer noch engeren Zusammenarbeit mit der Industrie über den Industriebeirat hat sich bewährt und zu konkreten Ergebnissen geführt. Mein Vorwort möchte ich abschließen mit meinem Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IAVT und ZµP für die im Jahre 2006 geleistete Arbeit sowie mit meinem Dank an unsere Partner für die gute Zusammenarbeit, verbunden mit dem Wunsch für ein erfolgreiches Jahr 2007.
 Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Institutsdirektor
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 Foreword The present annual report gives an impressive balance of the activities in education and research of the employees of the Electronics Packaging Laboratory (IAVT) as well as of the Center of Microtechnical Manufacturing (ZµP) during the year 2006. Over all 12 different lectures, some of them with extensive practical parts, have to be held for students. Research projects for 30 employees have had to be prepared and operated on a high quality level. Also contributions on numerous university and extra-university committees have to be made. With the following annual report of the year 2006 we want to hand over extensive facts to friends and partners of IAVT and ZµP. Furthermore the report reflects in a proper way the scientific highlights and the success of the IAVT and ZµP. I would like to emphasize the following ones:
 • 1st Electronics Systemintegration Technology Conference (ESTC) in Dresden in September 5th-7th, 2006 (www.estc-conference.net) under the organization of Dr. Thomas Zerna
 • 29th International Spring Seminar on Electronics Technology, Mai 2006, Chairman:
 Dr.-Ing. Heinz Wohlrabe
 • Conclusion of a Cooperation agreement with the Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing (IZFP), Dresden, April 2006
 • Successful state doctorate of Prof. Dr. U.H.P. Fischer-Hirchert and successful
 doctorate of Mr. Dr. R. Rieske and Mr. Dr. M. Schaulin at our institut
 • Accomplishment of 14 diploma thesis at our institut
 • Numerous of a lot of publications of scientific papers, books and lectures, amongst others the publication of the book „Electronics Process Technology“ by Springer publishing house by the author Prof. W. Sauer
 • Realization of third-party financed research projects with an overall budget of 1.8
 mill. Euro a year The successful development of IAVT and ZµP is guaranteed by the engaged work of our employees, the support by our partners in companies and institutes as well as by the university management. We have further made headway our team-work with the industry by the industrial advisory board on this way establishing of precise results. I would like to conclude my preface with my thanks to all employees and colleagues of the IAVT and ZµP for the work performed in 2006 as well as with my thanks to our partners for the good collaboration, linked with the wish for a successful year 2007.
 Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Director
 http://www.estc-conference.net/
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 2. Forschungsschwerpunkte des IAVT und ZµP Direktor des IAVT und ZµP: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter
 Wissenschaftlicher Koordinator des ZµP: Dr.-Ing. T. Zerna Wissenschaftlicher Gegenstand: Technologische Verfahren für die Fertigung elektronischer Baugruppen unter dem Aspekt wachsender Anforderungen an die Packungsdichte, Verdrahtungsdichte und Zuverlässigkeit und automatisierter Fertigungsprozesse sowie Analyse und Synthese komplexer technologischer Prozesse zur Fertigung elektronischer Baugruppen unter besonderer Berücksichtigung stochastischer Einflussgrößen in teil- und vollautomatisierten Produktionssystemen.
 Einordnung der AVT Schwerpunkte:
 • Biokompatible Aufbau- und Verbindungstechnik • Drahtbonden und Flip-Chip-Technik • Montage- und Leitkleben • Qualitätssicherung in der Fertigung • SMD-Montage • Zuverlässigkeit auf Baugruppenebene • Dickschichttechnik • Modellierung, Simulation und Optimierung von Prozessen • Optische Verbindungstechnik • Schadstoffarme Elektronikproduktion • Zerstörungsfreie Prüfung
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 Das „Zentrum für mikrotechnische Produktion“ (ZµP), eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Dresden, widmet sich in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik (IAVT) und weiteren Instituten der TU Dresden einer Vielzahl von fachlichen Themen rund um die Elektronik-Technologie. Hauptarbeitsrichtungen des Zentrums sind:
 • Forschungsarbeiten zu Verfahrens- und Prozesstechnologien der Elektronik in Projekten
 • Aus- und Weiterbildung, Wissenstransfer • wissenschaftliche Untersuchungsleistungen
 Die Basis für diese Arbeiten sind das umfangreiche diagnostische und technologische Equipment des ZµP und des IAVT, die langjährigen Erfahrungen der Wissenschaftler auf diesen Gebieten und die Einbindung des Zentrums in das Kompetenznetzwerk Mikrotechnische Produktion, einem deutschlandweiten Transfernetzwerk. Das Netzwerk wird gebildet durch inzwischen weitere fünf Transferzentren an Forschungseinrichtungen und durch eine Vielzahl von Industrieunternehmen. Es repräsentiert Forschungsprojekte, die vom BMBF gefördert werden und realisiert für diese Projekte den Transfer von Know-How und Technologien in die deutsche Elektronik-Industrie. Ergänzend zu den wissenschaftlichen Untersuchungen und den Forschungsprojekten beteiligt sich das ZµP an Aktivitäten in der studentischen Ausbildung, ist verantwortlich für die Ausbildung von Lehrlingen im Berufsbild Mikrotechnologe und führt Weiterbildungsmaßnahmen durch.
 Main Research of IAVT and ZµP Director of IAVT and ZµP: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Scientific Coordinator of ZµP: Dr.-Ing. T. Zerna Scientific subject: Technological procedures of manufacturing electronic units with the aspect of increasing requirements on the scale of integration, the wiring density and reliability as well as automatized manufacturing processes and analysis and synthesis of complex technological processes for manufacturing electronic units with special regard of stochastic influences in partial and fully automated production systems.
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 Integration of AVT Main emphases:
 • Bio-compatible electronics packaging • Wire bonding and Flip-Chip technology • Adhesive technology • Quality assurance in electronics • SMD assembly • Reliability of modules • Thick-film technology • Modeling, simulation and optimization of production processes • Low-emission electronics production • Non-destructive inspection
 The “Center of Microtechnical Manufacturing” (ZµP), a central scientific institution of the Department of Electrical Engineering and Information Technology of Dresden University of Technology, works together with the Electronics Packaging Laboratory and other labs of the university in a number of fields around electronic packaging. Main working fields of the center are:
 • research work in projects in the area of procedure and process technology of electronics
 • education and further education, knowledge transfer • scientific investigations.
 One prerequisite to work on these fields is the wide range of available technological and diagnostics equipment of the center ZµP and the Electronics Packaging Lab. Another one is the longtime experience of the scientists. In addition to that the center is member of a network of competence called “Kompetenznetzwerk Mikrotechnische Produktion” in Germany. Meanwhile the network is based on five additional competence centers at scientific research institutions and a large number of industrial enterprises. It represents research project which are promoted by the Federal Ministry of Education and Research. The network realizes the transfer of knowledge and of technologies out of these projects to the whole German electronics industry.
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 Beside to the scientific investigations and research projects the center ZµP is involved in activities in students’ education, it is responsible for the training of apprentices in “Microtechnology” and it has activities in further education.
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 3. Mitarbeiter
 Staff
 3.1 Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
 Electronics Packaging Laboratory
 Tel.-Nr./Phone +49-351-463 XXXXX Professor/Professor
 Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Jürgen Wolter 36345 Sekretärin/Secretary
 Steffi Taupitz-Wenke 36345 Wissenschaftliche Mitarbeiter/Scientific Staff
 Dipl.-Ing. Martina Biberle (Erziehungsurlaub) 34539 Dipl.-Ing. Björn Böhme (ab 03/06) 31695 Dr.rer.nat. Brigitte Garske 36941
 Dipl.-Ing. Norbert Gust (ab 07/06) 34539 Dipl.-Ing. Thomas Henlich (ab 08/06) 31696 Dipl.-Ing. Roland Heinze 38625
 Dipl.-Ing. Matthias Heimann (ab 07/06) 31695 Dr.-Ing. Thomas Herzog 32086
 Dr.-Ing. Eberhard Höfer 33468 Dipl.-Inf. Sven Horn 35423 Dipl.-Math. Andreas Klemmt (ab 03/06) 31696
 Dipl.-Ing. Marco Luniak 32086 Dipl.-Ing. Karsten Meier (ab 04/06) 35291
 Dipl.-Ing. Maik Müller 33172 Dipl.-Ing. Krzysztof Nieweglowski 35291 Dr.-Ing. Angelika Paproth 33007 Dr.-Ing. Lars Rebenklau 32478 Dr.-Ing. Ralf Rieske (ab 11/06 Postdoc-Stipendiat) 36428 Dipl.-Ing. Mike Röllig 26594 Dr.-Ing. Frank Rudolf 34683 PD Dr.-Ing. Jürgen Uhlemann 36229 PD Dr.-Ing. Gerald Weigert 36439 Dr.-Ing. Steffen Wiese 33172
 Technische Mitarbeiter/Technical Staff
 Dr.-Ing. Gerald Hielscher 32159 Dipl.-Ing. Günter Jahne 36426
 Dipl.-Ing. (FH) Birgitt Meusel 36416 Technische Angestellte/Technical Employee
 Zsolt Bor (bis 08/06) 32079 Marian Koch 37517
 Swen Tyrian 35423 Anke Schöne 36416
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 Honorarprofessor/Honorary Professor Prof. Dr.-Ing.habil. Hans-Jürgen Albrecht, SIEMENS AG Berlin
 Aspirant/Aspirant Dipl.-Ing. Slawomir Kaminski 33468 MSc. Natalia Beshchasna 36428 Status Angehöriger der TU Dresden
 Prof. em. Dr.-Ing. habil. Ekkehard Meusel 32132
 3.2 Zentrum für mikrotechnische Produktion
 Center of Microtechnical Manufacturing Direktor/Director Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Jürgen Wolter 36345 Wissenschaftlicher Koordinator/Scientific Coordinator Dr.-Ing. Thomas Zerna 33274 Wissenschaftliche Mitarbeiter/Scientific Staff Dr.-Ing. Markus Detert 36334 Dr.-Ing. Martin Oppermann 35051 Dr.-Ing. Heinz Wohlrabe 35479 Technische Angestellte/Technical Employee
 Carsten Ließ 32718 Lehrlinge/Apprentices Alessandro Böhme (bis 07/06) 31979 Stefanie Lange (bis 07/06) 31979 Frank Schumann 31979 Manuel Rabe 31979
 Carolin Walde 31979 Stefan Schmidt 31979 Patrick Eichler (ab09/06) 31979 David Nöthlich (ab 09/06) 31979
 Status Angehöriger der TU Dresden
 Prof. em. Dr.-Ing. habil. Wilfried Sauer 35409
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 4. Lehre
 Education
 Das Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik bildet die Studierenden in den nachfolgend genannten Wissensgebieten aus:
 • Aufbau- und Verbindungstechnik für Halbleiterbauelemente und für elektronische Baugruppen,
 • Verdrahtungsträgertechnologien in Dünnschicht-, Dickschicht- und Leiterplattentechnik,
 • Mikrokontaktierverfahren für Halbleiterbauelemente, • Montagetechniken für elektronische Bauelemente, • Kleben in der Elektroniktechnologie, • Optoelektronische Aufbau- und Verbindungstechnik, • Lasermaterialbearbeitung, Hybriddickschichttechnik, • zerstörungsfreie Diagnostik elektronischer Baugruppen, • Zuverlässigkeit elektronischer Baugruppen, • Bioverträglichkeit der Aufbau- und Verbindungstechnik, • Modellierung sowie Optimierung technologischer Verfahren und Prozesse.
 The Electronics Packaging Laboratory trains the students in the subsequently named knowledge-areas:
 • Packaging of semiconductors, components and modules, • Technologies of printed circuit boards (bulk technologies, thin-film and thick-film
 technology), • Wire bonding and Flip Chip technology of DIEs and components, • Adhesive technology, • Optical interconnections, • Material treatment with laser and hybrid thick film technology, • non-destructive diagnostic of package units, • Reliability of electronics, • Biocompatibility of packages, • Modelling and optimization of technologies and processes
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 4.1 Vorlesungen, Übungen, Praktika
 Lectures, Exercises, Practical studies Die Art und der Umfang der Lehrveranstaltungen in dem Sommersemester (01.04.2006 – 30.09.2006) und dem jeweiligen Wintersemester (01.10.2005 – 31.03.2006 bzw. 01.10.2006 -31.03.2007) sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Lehrveranstaltungen im Sommersemester
 Lfd.-Nr. Lehrveranstaltung Lehrende
 Vorlesungen 01 Aufbau- und Verbindungstechnik II Prof. Wolter 02 Computertomographie in der Prozess-
 diagnostik und Medizin Dr. Hampel
 03 Elektrische Sicherheit medizinischer Geräte
 PD Dr. Uhlemann
 04 Fertigungssysteme der Elektronik PD Dr. Weigert 05 Präzisionsantriebe PD Dr. Uhlemann 06 Qualitätssicherung Prof. Wolter /
 Dr. Wohlrabe 07 Visuelle Inspektion Prof. Wolter
 Übungen 08 Fertigungssysteme der Elektronik PD Dr. Weigert 09 Oberseminar AVT Prof. Wolter 10 Präzisionsantriebe PD Dr. Uhlemann 11 Qualitätssicherung Prof. Wolter /
 Dr. Wohlrabe Praktika
 12 Aufbau- und Verbindungstechnik I Prof. Wolter / Dr. Rebenklau
 13 Computertechnik PD Dr. Weigert 14 Elektrische Sicherheit medizinischer
 Geräte PD Dr. Uhlemann
 Praktikum Feinwerktechnik Prof. Wolter Röntgeninspektion in der Elektronik-Technologie und Mikrotechnik
 DI Jahne
 Laserschweißen in der Feinwerktechnik und Elektronik-Technologie
 DI Jahne
 15
 Gerätesicherheit PD Dr. Uhlemann 16 Fertigungssysteme der Elektronik PD Dr. Weigert 17 Visuelle Inspektion Prof. Wolter
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 Lectures each week in the 1st half of the year
 No. Lecture Teaching staff
 Lectures 01 Electronic Packaging II Prof. Wolter 02 Computertomographie in process
 diagnostic and medicine Dr. Hampel
 03 Electrical Safety of medical Devices PD Dr. Uhlemann 04 Manufacturing systems in electronics PD Dr. Weigert 05 Precision drives PD Dr. Uhlemann 06 Quality assurance Prof. Wolter /
 Dr. Wohlrabe 07 Visual inspection Prof. Wolter
 Exercises 08 Manufacturing systems in electronics PD Dr. Weigert 09 Postgraduate class electronics packaging Prof. Wolter 10 Precision drives PD Dr. Uhlemann 11 Quality assurance Prof. Wolter /
 Dr. Wohlrabe Practical training
 12 Electronic Packaging I Prof. Wolter / Dr. Rebenklau
 13 Computer engineering PD Dr. Weigert 14 Elekctrical Safety of medical Devices PD Dr. Uhlemann
 Practical Training Precision Engineering Prof. Wolter X-ray inspection in electronics and micro techniques
 DI Jahne
 Laser welt in electronics and micro techniques
 DI Jahne
 15
 Device safety PD Dr. Uhlemann 16 Manufacturing systems in electronics PD Dr. Weigert 17 Visual inspection Prof. Wolter
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 Lehrveranstaltungen im Wintersemester
 Lfd.-Nr. Lehrveranstaltung Lehrende
 Vorlesungen 01 Aufbau- und Verbindungstechnik I Prof. Wolter 02 Biomaterialien und Gerätewerkstoffe PD Dr. Uhlemann 03 Einführung in die Mikro- und Nano-
 Zerstörungsfreie Prüfung Prof. Meyendorf
 04 Fertigungstechnik Prof. Gerlach / PD Dr. Weigert
 05 Hybridtechnik Prof. Wolter / Dr. Rebenklau
 06 Lasertechnik Prof. Wolter 07 Spezielle Kapitel der Aufbau- und
 Verbindungstechnik Prof. Wolter / Dr. Detert, Dr. Herzog, Dr. Paproth, Dr. Zerna
 08 Statistische Methoden der Verfahrensoptimierung
 Prof. Wolter / Dr. Wohlrabe
 09 Zuverlässigkeit elektronischer Baugruppen
 Prof. Albrecht
 Übungen 10 Biomaterialien und Gerätewerkstoffe PD Dr. Uhlemann 11 Oberseminar AVT Prof. Wolter 12 Projekt FWT PD Dr. Uhlemann 13 Statistische Methoden der
 Verfahrensoptimierung Prof. Wolter / Dr. Wohlrabe
 Praktika 14 Aufbau- und Verbindungstechnik II Prof. Wolter /
 Dr. Rebenklau 15 Einführung in die Mikro- und Nano-
 Zerstörungsfreie Prüfung Prof. Meyendorf
 16 Fertigungstechnik Prof. Gerlach / PD Dr. Weigert
 17 Hybridtechnik Prof. Wolter / Dr. Rebenklau / Dr. Hielscher
 18 Lasertechnik Prof. Wolter/ DI Jahne und DI Luniak
 Praktikum Feinwerktechnik Prof. Wolter Maschinenfähigkeitsbewertung Dr. Wohlrabe Prüfung elektronischer Baugruppen mittels Ultraschall-Mikroskopie
 Dr. Rebenklau
 19
 Optimierung von Fertigungsabläufen PD Dr. Weigert 20 Projekt Elektroniktechnologie Prof. Wolter /
 Dr. Zerna, Dr. Oppermann u. a.
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 Lectures each week in the 2nd half of the year
 Lfd.-Nr. Lehrveranstaltung Lehrende
 Vorlesungen 01 Electronic Packaging I Prof. Wolter 02 Biomaterials and appliance materials PD Dr. Uhlemann 03 Introduction in micro and nano non-
 destruction examination Prof. Meyendorf
 04 Production Engineering Prof. Gerlach / PD Dr. Weigert
 05 Hybrid technology Prof. Wolter / Dr. Rebenklau
 06 Laser technology Prof. Wolter 07 Special chapters of Electronic Packaging Prof. Wolter /
 Dr. Detert, Dr. Herzog, Dr. Paproth, Dr. Zerna
 08 Statistical Methods for Process Optimization
 Prof. Wolter / Dr. Wohlrabe
 09 Reliability of Electronics Prof. Albrecht Übungen
 10 Biomaterials and appliance materials PD Dr. Uhlemann 11 Postgraduate Class Electronics
 Packaging Prof. Wolter
 12 Project Precision Engineering PD Dr. Uhlemann 13 Statistical Methods for Process
 Optimization Prof. Wolter / Dr. Wohlrabe
 Praktika 14 Electronic Packaging II Prof. Wolter /
 Dr. Rebenklau 15 Introduction in micro and nano non-
 destruction examination Prof. Meyendorf
 16 Production Engineering Prof. Gerlach / PD Dr. Weigert
 17 Hybrid technology Prof. Wolter / Dr. Rebenklau / Dr. Hielscher
 18 Laser technology Prof. Wolter/ DI Jahne und DI Luniak
 Practical Training Precision Engineering Prof. Wolter Machine capability Dr. Wohlrabe Inspection with Ultra Sonic Microscope Dr. Rebenklau / DI
 Heinze
 19
 Optimization of manufacturing processes PD Dr. Weigert 20 Project Electronics Technology Prof. Wolter /
 Dr. Zerna, Dr. Oppermann et al

Page 17
						
						

Lehre - Education
 17
 Oberseminare / Post Graduate Seminar Die Oberseminare werden vorrangig von jungen in der Qualifizierung befindlichen Wissenschaftlern, Vertretern der Arbeitsrichtungen des Institutes und wissenschaftlich ausgeprägten Gastreferenten ausgestaltet und vermitteln den Studierenden der höheren Semester und den Mitarbeitern des Institutes Wissenselemente, die weit über die in den Studiendokumenten fixierten Inhalte und die täglichen Arbeitsaufgaben hinausreichen. Folgende Themen wurden im Jahr 2006 angeboten: Lfd.-Nr. Thema Vortragender
 1 Workshop an den syrischen Universitäten in Homs und Aleppo
 PD Dr. J. Uhlemann, IAVT
 2 Plasmagestützes Löten mit bleifreien Legierungen
 Dr. T. Herzog, IAVT
 3 Chaos in der Produktion? Dynamische Phänomene in logistischen Systemen
 Dr. K. Peters, Fak. Verkehrswissenschaften
 4 Datenhaltung von Projekten – Möglichkeiten unseres Rechnernetzes
 S. Tyrian
 5 SAB: Ultra Thin Chips Prof. H.-J. Ullrich, DI Ralf Rieske, IAVT
 6 Zuverlässigkeit von bei Raumtemperatur durchgeführten TS-Bondungen
 DI. m. Wohnig, vorm. IAVT
 7 Sensorkonzept für Koplanaritätsmessungen DI. M. Schaulin, vorm. IAVT 8 FPC-technologien Dr. M.Detert. 9 Mechanische Tests von Drahtbondverbindungen Dr. F. Rudolf, IAVT
 DI D. Schade, Fa.XYZTEC DI Gassmann, IFTE
 10 Perfektion durch Inspektion Dr. F. Rudolf, IAVT Dr. Sedlmair, F&K Delvotec
 11 Koppelprinzipe optischer Signale zum elektrischen Schaltungsträger
 DI K. Nieweglowski
 12 FEM-Simulationen zum Einfluss der Poren auf die Zuverlässigkeit der Lötverbindung
 Dr. E. Höfer, IAVT
 13 Miniaturisierte Baugruppen und Konsequenzen der Fügetechnik
 Prof. dr. H.-J. Albrecht, Siemens Berlin
 14 Nanometeraufgelöste Stressmessung für die Halbleitertechnik
 Dr. Heuer, Fraunhofer IZFP Dresden
 15 Bewertung der Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften von Bonddrähten
 Dr. m. Petzold, Fraunhofer IWMH Halle
 16 Schaltungsträger für die Leistungselektronik. Schäden an DBC-Keramiksubstraten durch thermische Zyklierung. Schadensbilder und Einflußgrößen
 DI M. Günther, Robert Bosch GmbH Stuttgart
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 4.2 Dissertationen
 PhD Theses Rieske, Ralf: „Characterization of Attenuation and reliability of PCB,Integrated Optical Waveguides“ Betreuer/ supervisor: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Neher, Wolfgang: "Zuverlässigkeitsbetrachtungen an Aufbau- und Verbindungstechnologien für elektronische Steuergeräte im Kraftfahrzeug unter Hochtemperaturbeanspruchungen" Betreuer/supervisor: Prof. Dr.-Ing. habil. W. Sauer Schaulin, Michael: „Optische 3D-Inspektion von Bauelementen der Systemintegration“ Betreuer/supervisor: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter
 4.3 Diplomarbeiten
 Diploma Theses Unger, Reimar: „Bestimmung der Prozessfenster bleifreier Lotpasten und Analyse der Flussmittelrückstände“ Betreuer/supervisor: Dr. Herzog, Dr. Wohlrabe Böhme, Björn: „Untersuchung des Ermüdungsverhaltens von Lotmaterialien auf Baugruppenebene“ Betreuer/supervisor: DI Röllig Meier, Karsten: „Charakterisierung des mechanischen Verformungsverhaltens von bleifreien Lotkontakten elektronischer Baugruppen“ Betreuer/supervisor: DI Röllig Ernst, Daniel: „Zuverlässigkeitsbewertung von Leitklebe- und Lötverbindungen auf flexiblen Verdrahtungsträgern“ Betreuer/supervisor: Dr. Detert Egelkraut, Sven: „Untersuchungen zur Migration an Grenzflächen miniaturisierter Lötverbindungen“ Betreuer/supervisor: Prof. Albrecht (Siemens AG Berlin) Jäckel, Torsten: „Einfluss von Kontaminationen auf den Oberflächen-Isolationswiderstand von Leiterplatten“ Betreuer/supervisor: Dr. Herzog; Dr. Lange (Hella KGaA Hueck & Co.) Pfeiffer, Sebastian: „Entwicklung eines Temperaturkalibrierchucks für ein beheiztes Druckmodul“ Betreuer/supervisor: Dr. Kiesewetter (SUSS MicroTec)
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 Li, Aiping: „Experimentelle Untersuchungen zur optischen Tomografie von Zweiphasenströmungen“ Betreuer/supervisor: DI Bieberle, Dr. Hampel (Forschungszentrum Rossendorf) Schlottig, Gerd: „Modellierung, Herstellung und Erprobung eines 2D-Mikrofluid-Demonstrators in Low Temperature Cofiring Ceramic (LTCC) für biotechnologische Anwendungen“ Betreuer/supervisor: Dr. Uhlemann, Dr. Rebenklau Scholz, David: „Untersuchung des Verformungs- und Schädigungsverhaltens von Lotkontakten unter Wirkung schockartiger Impulsbelastungen“ Betreuer/supervisor: Dr. Wiese Böhme, Sven: „Blei- und flussmittelfreie Fügetechnik für Solarzellen“ Betreuer/supervisor: Dr. Herzog, Dr. Berek (Forschungsinstitut für Nichteisen-Metalle Freiberg) Goldberg, Adrian: „Aufbau und Inbetriebnahme eines miniaturisierten Brennstoffzellen-Hybridsystems in LTCC-Technik“ Betreuer/supervisor: Dr. Rebenklau, Dr. Partsch (Fraunhofer IKTS) Semar, Robert: „Untersuchung zur Herstellung und Charakterisierung von gedruckten polymeren Funktionsschichten in Rolle zu Rolle Verfahren am Beispiel der Herstellung von Folienbatterien zur Anwendung in Smart Active Label“ Betreuer: DI Luniak, Dr. Kriebel (KSW Microtec) Löffler, Martin: „Untersuchungen zu konstruktiv und stofflich determinierten Grenzflächencharakterisierungen hochintegrierter bleifreier Elektronikbaugruppen“ Betreuer/supervisor: Prof. Albrecht (Siemens AG Berlin)
 4.4 Studienarbeiten
 Study Theses Krämer, Frank: „Kriecheigenschaften bleifreier Lote“ Betreuer/supervisor: Dr. Wiese Semar, Robert: „Untersuchung des Ermüdungsverhaltens von Lotmaterialien elektronischer Baugruppen“ Betreuer/supervisor: DI Röllig Henning, André: „Entwicklung und Analyse von Methoden zur 3D-Bildrekonstruktion für die schnelle Röntgencomputertomographie“ Betreuer/supervisor: DI Bieberle; Dr. Hampel (FZ Rossendorf)
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 Nehl, Marcel: „Optische Inspektion an High Density Interconnects“ Betreuer: DI Schaulin Gommel, Christoph: „Evaluierung eines Low-Cost-Reflowofens“ Betreuer/supervisor: Dr. Wohlrabe Bramlage, Silke: „Untersuchungen zum Ablegierverhalten von Dickschicht-Leitpasten beim Einsatz von bleifreien Weichloten in der Elektronikmontage“ Betreuer/supervisor: Dr. Herzog, Dr. Rebenklau Hildebrand, Samuel: „Mikrovias in keramischen Merhlagenverdrahtungsträger“ Betreuer/supervisor: Dr. Rebenklau Landgraf, René: „Durchführung von Prozessierbarkeitsuntersuchungen für die Realisierung von Flip-Chip-Verbindungen im Raster bis zu 110 µm“ Betreuer/supervisor: Dr. Detert Heinemann, Tim: „Entwicklung einer Excel-Anwendung zur Erzeugung von Simulationsmodellen für den simcron MODELLER“ (engl. „Development of an Excel-application for the creation of simulation models for the simcron MODELLER“) Betreuer/supervisor: PD Dr.-Ing. Weigert Semar, Robert: „Untersuchung der Prozessierbarkeit und des Ermüdungsverhaltens von miniaturisierten Lotkontakten“ Betreuer/supervisor: DI Mike Röllig Schröder, Stefan: Untersuchung von Einflüssen auf die Lötqualität elektronischer Baugruppen mit Hilfe der statistischen Versuchsplanung Betreuer/supervisor: Dr. Herzog, Dr. Wohlrabe Zeise, Michael: „Polymere Werkstoffe für die Bestimmung flexibler Verdrahtungsträger Betreuer/supervisor: Dr. Detert
 4.5 Gaststudenten
 Guest Students Beshchasna, Natalia: „Beiträge zur biokompatiblen Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik” Betreuer/supervisor: Dr. Uhlemann
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 Galardziak, Patryk: „Optischer Interposer für elektrooptische Array-Komponenten“ Betreuer/supervisor: DI Nieweglowski Lee, Jeahuck: „Development of assembly technology and test equipment for OLED-devices“ Betreuer/supervisor: Dr. Detert Dabkowski, Cesary: „Untersuchung von Dickschichtleitpasten bezüglich ihrer Anwendbarkeit und Kompatibilität zur bleifreien Lötmontage“ Betreuer/supervisor: Dr. Herzog Oleksiewicz, Cesary: „Untersuchung der Verfahrenszuverlässigkeit beim bleifreien Wellenlöten starrer und flexibler Verdrahtungsträger“ Betreuer/supervisor: Dr. Herzog
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 5. Lehrlingsausbildung
 Vocational Education Am 01. September 2006 haben am Zentrum für mikrotechnische Produktion wiederum zwei Auszubildende ihre Lehre als Mikrotechnologen aufgenommen, so dass zurzeit insgesamt sechs Auszubildende lernen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Der Ausbildungsberuf des Mikrotechnologen orientiert sich bezüglich der berufsübergreifenden und berufsspezifischen Qualifikation und Bildungsziele an der Fertigung von mikrotechnischen Produkten der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik sowie den dazu erforderlichen, die Produktion begleitenden Prozessen. Dazu werden u. a. Grundlagen zu folgenden Bildungselementen vermittelt:
 • Planen, Organisieren und Dokumentieren der Arbeit, • Bereitstellen und Entsorgen von Arbeitsstoffen, • Einstellen von Prozessparametern, • Herstellungs- und Montageprozesse, • prozessbegleitende Prüfungen, Endtests, • Umrüsten, Prüfen und vorbeugendes Instandhalten von Produktionseinrichtungen, • Optimierung des Produktionsprozesses, • Sichern von Prozessabläufen, Qualitätsmanagement, • Sichern und Prüfen der Reinraumbedingungen, • Kooperieren und Kommunizieren mit den Mitarbeitern des Unternehmens im
 Rahmen beruflichen Handelns. On September 1st 2006, two new apprentices for micro-technologist began their apprenticeship at the Center of Microtechnical Manufacturing. Now 6 apprentices take part in the vocational education at the ZµP. The apprenticeship takes them 3 years. The outline of the profession micro-technologist is orientated to the manufacfuring of microtechnical products for the semiconductor and microsystem technology and the processes belonging to this. Among other things the apprentices have to learn:
 • to plan, to organize and to document the processes, • to regard and use standards, regulations and instructions for using chemicals and
 paying attention to environmental protection, • to regard the quality, to keep clean-room-requirements, to find cost-effective
 solutions and to guarantee the yield, • to cooperate and communicate with other employers of the company (social
 competence).
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 6. Forschungsprojekte
 Research Projects
 6.1 Vertraglich gebundene Forschung
 Industrial Research „Entwicklung der technologischen Voraussetzungen zur Integration organischer Leuchtdioden auf einem flexiblen Verdrahtungsträger“ Kurztitel: OLED-Board Projektleiter: Dr.-Ing. T. Zerna Mitarbeiter: Dr.-Ing. M. Detert Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Fraunhofer Institut Photonische Mikrosysteme Dresden, KSG Leiterplatten GmbH Gornsdorf, Novaled GmbH Dresden, ASEM Präzisionsautomaten GmbH Dresden
 Finanzierung: SMWA – SAB Laufzeit: 03/2004 – 02/2007 Beschreibung: Das Ziel des Verbundvorhabens ist die grundlegende Erforschung geeigneter Aufbau- und Verbindungstechniken von organischen Leuchtdioden (OLED) auf einem flexiblen Verdrahtungsträger. Im Mittelpunkt steht dabei die Integration solcher OLEDs direkt auf einem Verdrahtungsträger unter Beibehaltung der besonderen Eigenschaften von OLED-Displays bezüglich geringer Bauhöhe und mechanischer Flexibilität. Damit einher muss die Entwicklung einer ultradünnen Ansteuerelektronik gehen, die ebenfalls auf dem betreffenden Schaltungsträger implementiert werden soll. Das Zentrum für mikrotechnische Produktion ist als Projektpartner für die Entwicklung einer OLED-tauglichen Montagetechnologie und deren Umsetzung zunächst auf einem starren Verdrahtungsträger verantwortlich. Die besondere Herausforderung besteht dabei in der Empfindlichkeit der OLED gegenüber mechanischen und thermischen Belastungen, die die Anwendung herkömmlicher Technologien der Oberflächenmontage ausschließen. „Investigations about useful technologies to build up Organic Light Emitting Diodes (OLEDs) on a flexible substrate“ Description: The aims of this jointly project are basic investigations about useful technologies to build up organic light emitting diodes (OLEDs) on a flexible substrate. The focus is to integrate the OLEDs direct with the substrate while keeping such behaviour of them like smallest height and mechanical flexibility. This must be accompanied by the development of an ultra thin electronic driver circuit that has to be integrated with the same substrate too. The Center of Microtechnical Manufacturing is responsible for the development of an OLED-adaptable assembling technology and their application on a rigid substrate at the beginning The challenges herein are due to the sensitivity of OLEDs against mechanical and thermal load that make the use of common technologies impossible.
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 „Materialverhalten von Loten in Mikrobereichen“
 Beschreibung: Die Projektarbeit zielt auf die Ermittlung des elektrisch-mechanischen Verhaltens von bleifreien SnAgCu-Basisloten. Dabei werden die Grenzflächenreaktionen der Lotbestandteile mit der Anschlusspadmetallisierung, die intermetallischen Ausscheidungen im Lotvolumen, sowie die daraus resultierenden mechanischen Eigenschaften ermittelt. Die Vorhersage der Lebensdauer elektronischer Baugruppen mit Hilfe von Simulationsrechnungen gestaltet sich z.Z. noch als sehr problematisch. Zumeist sind viele relevante Werkstoffeigenschaften, wie z.B. das Kriech- oder Relaxationsverhalten unzureichend bekannt. Diese gilt insbesondere für neuartige Lotlegierungen. Ziel ist eine Beschreibung des Versagensverhaltens von Mikrolötverbindungen aus neuartigen modifizierten bleifreien Lötverbindungen. Mit den aus diesen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnissen soll es möglich sein, die Wirkung verschiedener Materialmodifikationen auf die Langzeitzuverlässigkeit von Mikrolötverbindungen zu quantifizieren, um somit zu grundlegenden Aussagen über die Möglichkeiten der Zuverlässigkeitssteigerung bei bleifreien Lotverbindungen durch Modifikation während des Lötprozesses zu gelangen. Die Untersuchungen zielen zum einen dabei auf das Ermüdungsverhalten des Lotwerkstoffes in Mikrodimensionen und zum anderen auf die Integrität der Grenzflächen zwischen dem Lotwerkstoff und den Metallisierungen von Verdrahtungsträgern und Bauelementen. Im Ergebnis wird ein Schädigungsmodell für neuartige bleifreie Lote erarbeitet, welches eine Lebensdauerprognostik elektronischer Baugruppen durch Verwendung von Simulationsrechnungen (FEM) ermöglicht. Das erarbeitete Schädigungsmodell soll durch Auswertung von Temperaturwechseltests an elektronischen Baugruppen verifiziert werden. “Solder behavior in micro consisting” Description: The project tasks aim on the determination of electro-mechanical behaviour of leadfree SnAgCu-base solders. Different investigations will be done to evaluate the boundary reactions at pad surfaces, the generation of volume intermetallic phases and the mechanical properties. The lifetime prognostic of electronic devices by using simulation tools are still escorted by various problems. Often many relevant material data are unknown, such as creep- and relaxation-behavior. In this ambit fall the novel solder alloys.
 Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Mitarbeiter: Dipl.-Ing. M. Röllig, Dr.-Ing. S. Wiese Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Siemens, Bosch, Temic, Infineon, alpha metals, JL Goslar, Inboard, Seho, FhG IZM, TU-Berlin, FH Augsburg, NMB Bayreuth
 Finanzierung: BMBF Laufzeit: 04/2004 – 03/2008
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 The aim of investigations is to describe the failure behavior of micro solder connections consisting of novel lead-free solder. With the generated cognitions it should be possible to quantify the effect of material modification related to lifetime prediction. These measurements allow creating fundamental conclusions about increasing reliability of solder connections thru modifications during solder process. The investigations are focused on the fatigue behavior of solder material in micro-dimensions and on the integrity of interfaces between solder and pad-metallization of component and substrate. At the end a fatigue-model for lead-free solder alloys will be developed, which enable a lifetime-prediction of electronic-devices thru application of simulation (FEM). The fatigue-model will be verified by comparing simulation results with real devices stressed thru temperature cycle tests. „Röntgeninspektion an hochkomplexen elektronischen Baugruppen“
 Beschreibung: Die TUD, Zentrum für mikrotechnische Produktion verfügt über Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Baugruppentechnologie der Elektronik. Der AG ist an der Nutzung dieser Kenntnisse interessiert. Beide Partner vereinbaren eine enge Zusammenarbeit und Zusammenführung der jeweiligen Kompetenzen und Möglichkeiten, insbesondere bei der Applikation modernster röntgendiagnostischer Anlagen in der Elektroniktechnologie. Die TU Dresden und phoenix|x-ray erklären gemeinsam Ihr Interesse, ein Gemeinschaftsprojekt mit einem weiteren Industriepartner im Bereich der Computertomographie zu begründen. 2003 wurde hierfür von phoenix|x-ray ein Prototyp eines Computertomographen entwickelt und dem in Dresden am ZµP inzwischen geschaffenen Anwendungslabor für Computertomographie bereitgestellt. Dieses Röntgensystem dient beiden Partnern gemeinsam für applikative und technologische Untersuchungen. “X-Ray-Inspection of highly complex electronic devices” Description/results: The TUD, Center of Microtechnical Manufacturing (ZµP) possesses the knowledge and experience in the field of electronic device technology. The usage of this is of interest for the client. Both partners agree to a close collaboration and the bundling of the respective competencies and facilities particularly in the application of state-of-the-art equipment for x-ray diagnostics in electronics technology. The TUD and phoenix|x-ray both declare their interest to raise a network project in the field of computer tomography together with another industry partner. For this reason phoenix|x-ray developed a prototype of an x-ray computer modelling and provided it for the newly created application laboratory for computer tomography at the ZµP in Dresden. The x-ray system remains property of
 Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Mitarbeiter: Dipl.-Ing. R. Heinze, Dipl.-Ing. M. Heimann Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 phoenix|x-ray Systems + Services GmbH
 Finanzierung: phoenix|x-ray Systems + Services GmbH Laufzeit: 04/2002 – 03/2007
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 phoenix|x-ray and will be used by both partners for applied and technological investigations. „Definition und Ermittlung der für die Mikroapplikation von Klebstoffen kritisch rheologischen Eigenschaften“
 Beschreibung: Das Ziel dieses Projektes ist die Ermittlung von Korrelationen zwischen rheologischen Eigenschaften und dem jeweiligen Applikationsverhalten. Die Arbeiten an unserem Institut konzentrieren sich speziell auf das Kleberauftragsverfahren Stempeln, um Zusammenhänge zwischen Fließeigenschaften des Klebers und Dosierverhalten aufzudecken. “The flow properties and correct dosage of adhesives in microapplications” Descripton: The target of this project is the investigation concerning the correlation between the rheological properties of adhesives and their application behaviour. The work is concentrated by stamping of adhesives at our institute. „Untersuchungen zum Reflowlöten“
 Beschreibung: • Untersuchungen zur Effektivität von Residue-Managementsystems von Reflowlötanalgen, • Fertigungsnaher Test der Onlineprofilierung und des CCS und Erarbeitung von Optimierungs-/Verbesserungsvorschlägen, • Untersuchung der Auswirkungen der Variation von Profileinstellungen und unterschiedlicher Beladesituationen auf die CCS-Daten und Onlineprofilierung, • Erarbeitung einer Auditierungsvorlage (und der Beschreibung der notwendigen Vorgehensweise), welche bestätigt, dass das CCS als ISO 9000+ gerechtes Messmittel zur Nachweisführung der Maschinenfähigkeit anerkannt werden kann.
 Kurztitel: Mikrorheologie Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Mitarbeiter: Frau Dr.-Ing. A. Paproth, Frau Dr.rer.nat. B. Garske Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 IFAM Bremen
 Finanzierung: AiF Laufzeit: 02/2005 – 01/2007
 Projektleiter: Dr.-Ing. H. Wohlrabe Mitarbeiter: Dr.-Ing. T. Herzog, Dr.-Ing. M. Detert, Dipl.-Ing. R. Heinze Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 rehm Anlagenbau GmbH Blaubeuren-Seißen
 Finanzierung: rehm Anlagenbau GmbH Blaubeuren-Seißen Laufzeit: 03/2004 - 02/2006
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 “Reflow Investigations” Description: • Investigation of effectiveness of Residue-Management systems of reflow ovens, • Production-related test of on-line-profiling and CCS and formulation of enhancement and optimization proposals, • Analysis of consequences of various temperature profiles and variant oven loaded situations on CCS and on-line-profiling results, • Formulation of an auditing template and description of procedure to attest the CCS as an ISO 9000 compatible measurement equipment. „Langzeitversuchsreihen zur Bestimmung der Maschinenfähigkeit von Ausrüstungen der Elektronikmontage“
 Beschreibung: Durchführung von Langzeitversuchsreihen an SMD-Bestückern, Lotpastendruckern, Lötöfen mit dem Ziel, die Stabilität und Robustheit dieser Anlagen unter verschiedenen Bedingungen zu ermitteln und wesentliche Einflussfaktoren für die Maschinenfähigkeit der Ausrüstung zu bestimmen. “Long time test series at SMD-Assembling machines” Description: Accomplishment of long time test series at SMD-Assembling machines Solder paste printer Reflow oven with the goal, to determine the stability and robustness of this equipment under various conditions and to detect significant factors fort he machine capabilities. „Beratungssystem für industrielle mechanisch/thermische Zuverlässigkeitsanalysen der nächsten Generation in den Anwendungsbereichen Mikroelektronik/ Mikrosystemtechnik“
 Projektleiter: Dr.-Ing. H. Wohlrabe Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 CeTaQ Gesellschaft für Automation und Qualitätsanalyse mbH Radeberg
 Finanzierung: CeTaQ Gesellschaft für Automation und Qualitätsanalyse mbH Radeberg
 Laufzeit: 08/2004 - 07/2007
 Kurztitel:
 Innonet-BIZAM
 Projektleiter: Dr.-Ing. Thomas Zerna Mitarbeiter: Dr.-Ing. Martin Oppermann Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 AMIC GmbH Berlin Creos GmbH Bielefeld CWM GmbH Chemnitz Fraunhofer IZM Berlin/Paderborn Magh und Boppert GbR Paderborn vi2vi GmbH Malsch ZAVT GmbH Lippstadt
 Finanzierung: BMWA Laufzeit: 06/2005 - 05/2007
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 Beschreibung/Ergebnisse: Das Vorhaben soll gewonnene Erkenntnisse über die essentiellen physikalischen Zusammenhänge in der mechanisch/thermischen Zuverlässigkeitsanalyse und deren Anwendung verfügbar, erlernbar und nutzbar machen. Die Bereitstellung solchen Know-hows in Form interaktiver, didaktisch aufbereiteter und softwareunterstützter Kurse ist ein Ziel dieses Projektes. Aufbauend darauf soll die Dienstleistung für den Bereich Zuverlässigkeitsanalyse direkt durch ein Beratungswerkzeug (flow-basiert) unterstützt werden. Description: The aim of the project is to make the essential physical perspectives of mechanical/electrical reliability analysis available, learnable and usable. To provide such a know-how as interactive, didactically edited and software based courses shall be one result of the project. Based on this services in the field of reliability consulting shall be supported by a flow-based tool. „Vorbereitung des Ergebnistransfers aus Projekten "Produktionstechnik für eine Aufbau- und Verbindungstechnik für die Nanoelektronik" Kurztitel: Trans-nAVT Projektleiter: Prof.Dr.-Ing.habil. Klaus-Jürgen Wolter Mitarbeiter: Dr.-Ing. Thomas Zerna Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Expertengruppe
 Finanzierung: BMBF Laufzeit: 10/2005 – 12/2006 Beschreibung: Durch das Projekt soll der Ergebnistransfer der zukünftigen Verbundvorhaben zur Nano-AVT vorbereitet und gestaltet werden. Dabei stehen drei Schwerpunkte im Vordergrund: 1. Das frühzeitige Erreichen von Synergien zwischen den Verbundprojekten. 2. Die Konzipierung, Vorbereitung und Durchführung eines projektübergreifenden Know-How- und Technologie-Transfers aus den Verbundprojekten, insbesondere in Richtung kleiner und mittelständischer Unternehmen. 3. Die zeitnahe Nutzenabschätzung geplanter und erreichter Ergebnisse aus den Ver-bundprojekten. Description: With this project the know-how transfer out of the future integrated projects in the field of nano-packaging shall be prepared and organized. Three points have to be emphasized: 1. To reach synergy effects between different future projects at a very early stage. 2. To plan, prepare and realize a project overlapping know-how and technology transfer, especially to small and medium sized enterprises. 3. To evaluate the possible profit of planned and reached project results.
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 „Evaluation der Qualitätsfähigkeit für spezielle Ausrüstungen der SMT-Fertigung“ Projektleiter: Dr. Wohlrabe Mitarbeiter: Dr. Wohlrabe Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 CeTaQ Gesellschaft für Automation und Qualitätsanalyse mbH Radeberg
 Finanzierung: CeTaQ Gesellschaft für Automation und Qualitätsanalyse mbH Radeberg
 Laufzeit: 11/2005 - 10/2007 Beschreibung: Für die Messgeräte des AG werden folgende Algorithmen erarbeitet und getestet:
 • Analyse und Adaption der Vorschriften für die Fähigkeitsanalysen für Drahtbonder, • Untersuchungen zur Ermittlung der Messmittelfähigkeit von AOI-Systemen, • Fähigkeitsanalysen für Laserbeschriftungsanlagen, • Vermessung von bestückten reellen Bauelementen in beliebigen Bestückwinkeln, • Durchführung von Fehlerrechnungen für die benutzten Messprinzipien.
 Die Umsetzung der erarbeiteten Algorithmen in eine Software wird betreut und die entsprechenden Teile der Software werden getestet. Es wird an der Präsentation der erzielten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse auf Messen sowie bei potentiellen Anwendern mitgewirkt. Description: Algorithm for the measurement equipment of the client will be constructed and tested:
 • Analysis and adapation of capability control instruction for wire boding equipment, • Evaluation of AOI-Systems, • Capability control of laser labeler systems, • Measurement of placed real components in arbitrarly angles, • Calculation of errors for the used measuring principles.
 The conversion of the developed algorithm to a software will be supported. The relevant parts of the software will be tested. The results will be demonstrated on trade shows and potential costumers. „Untersuchung des Kriechverhaltens bleifreier Lote in kleinstvolumigen Mikrokontakten unter zyklischer Wechselbelastung“
 Zielstellung: Ein zentrales Problem bei der Berechnung mechanischer Beanspruchungen von mikroelektronischen Verbunden liegt in der Frage der Übertragbarkeit der an homogenen makroskopischen Probekörpern gewonnenen Werkstoffparameter auf den Mikrobereich. Besonders für das als zukünftiger bleifreier Fügewerkstoff favorisierte eutektische SnAgCu-Lot liegen kaum Kenntnisse über dessen werkstoffmechanisches Verhalten in Mikrodimensionen vor. Aus diesem Grund setzt sich das beantragte Vorhaben zum Ziel, das Kriechverhalten von SnAgCu-Lot an kleinstvolumigen (V < 10-12 m3) Mikrokontakten
 Projektleiter: Dr.-Ing. S. Wiese Finanzierung: DFG Laufzeit: 10/ 2005 – 09/2006
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 unter betriebsfalladäquaten Belastungsbedingungen experimentell zu ermitteln. Hierzu sollen isotherme zyklische Scherversuche durchgeführt werden, um ein zutreffendes Konstitutivmodell für die FEM-Simulation zur Verfügung zu stellen. Der Schwerpunkt der Untersuchungen soll dabei auf dem Zusammenhang zwischen Mikrostruktur des SnAgCu-Lotes und seinem Kriechverhalten liegen. Hierbei sollen vor allem die Faktoren Volumenanteil, Größe, Form und Art (Ag3Sn oder Cu6Sn5) der intermetallischen Ausscheidungen in ihrem Einfluß auf das Kriechverhalten des Lotes untersucht werden, um so zu einer strukturabhängigen Formulierung eines Kriechgesetzes zu gelangen, welches praxisrelevante Faktoren, wie Fertigungsbedingungen, Metallisierungen und Alterungszustände von Lötverbindungen in der Mikroelektronik berücksichtigt. Ergebnisse: Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt die Erkenntnis, dass die Unterschiede im Kriechverhalten zwischen kleinstvolumigen Flip-Chip-Kontakten und großvolumigen Bulkproben nicht auf eine allgemeine Skalierungsfunktion des mechanischen Werkstoffverhaltens (diese scheint in den hier untersuchten Größendimensionen noch keine vordergründige Rolle zu spielen) zurückzuführen sind, sondern dass es zwischen kleinvolumigen und großvolumigen Schmelzen zu signifikanten Unterschieden im Erstarrungsverhalten kommt, in dessen Folge qualitativ andere Gefüge entstehen, welche, so wird es z.Z. angenommen, die experimentell ermittelten Unterschiede im Kriechverhalten zwischen kleinstvolumigen Lotkontakten und Bulkproben hervorrufen. Erstaunlich ist dabei, dass Ausscheidungen verschiedener Legierungselemente eine unterschiedliche Wirkung auf die Veränderung der Kriecheigenschaften bei verschiedenen Probenvolumina haben. Während Ag3Sn-Ausscheidungen keine Wirkung auf die Veränderung der Kriecheigenschaften zugeschrieben werden kann, kommt es durch Cu6Sn5-Ausscheidungen zu einer erheblichen Verschiebung des Kriechverhaltens. Diese kann jedoch durch eine kurze thermische Auslagerung (125 °C / 24 h) weitestgehend rückgängig gemacht werden. Weiterhin wurde die Erkenntnis gewonnen, dass AuSn4-Ausscheidungen zu einer erheblichen Anhebung des Kriechwiderstandes und des Spannungsexponenten in kleinstvolumigen Flip-Chip-Kontakten führen. Dieses Ergebnis ist insofern von Bedeutung, da es zum einen die aufgestellte These, nach der das durch das veränderte Erstarrungsverhalten entstehende Gefüge die Kriecheigenschaften in kleinen Kontakten ändert, stützt und zum anderen wurde dieser Effekt schon für SnPb-Lot beschrieben. Überdies ergeben sich daraus praktische Hinweise für die Auswahl von Leiterplatten- und Bauelementemetallisierungen in der industriellen Fertigung. “Characterisation of the creep behaviour of lead-free solders in ultra small micro-joints subjected to cyclic reversible loading" Description: The question of the applicatability of material data gained on bulk specimens is one of the major problems in the calculation of mechanical stress in microelectronic assemblies. Particular for the SnAgCu-solder, one of the prefered substitutes for SnPb, there is only rare data about the constitutive behaviour. For that reason the creep behaviour of SnAgCu in ultra small solder joints (V < 10-12 m3) should be investigated experimentally, with respect to true operational conditions. These investigations should be carried out through cyclic reversible shear experiments. The goal of these investigations is to find a description of the dependence of the creep behaviour on the microstructure of the solder. In the result of the project a creep model should be developed that considers factors like manufacturing conditions, metallisations and aging of the solder joints. Results
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 One of the most important results of the study is, that differences in creep behaviour between ultra small flip chip joints and large bulk samples can not be related to a general scaling function. It is assumed that the differences in creep behaviour must be related to the volume differences of the solder melts. As a consequence a very different microstructure can be found in the different specimens, although the cooling conditions have been equal. It was found that this effect depends on the alloying content of the solder. SnCu- and SnAu-intermetallics harden the material much more then SnAg-intermetallics. „Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Materialdatenbestimmung bleifreier Lote für FlipChip-Kontakte (FCIP)“
 Zielstellung: Eine Bewertung der Zuverlässigkeit von Flip Chip in Package Aufbauten (FCIP) soll über FEM-Simulationen erfolgen. Einen wesentlichen zu untersuchenden Schwachpunkt innerhalb der FCIP-Aufbauten stellen thermomechanisch beanspruchte Flip-Chip-Lötverbindungen dar, welche die First-Level-Verbindung in diesen Aufbauten realisieren. Die Genauigkeit der FE-Analysen dieser kritischen Strukturen hängt jedoch wesentlich von den verwendeten Materialmodellen ab. Ziel eines durch die TU Dresden durchzuführenden Forschungsauftrages ist deshalb die bauteilorientierte und betriebsfallnahe Untersuchung des mechanischen Verhaltens derartiger Flip-Chip-Lotkontakte unter Einbeziehung theoretischer Kenntnisse über das Deformationsverhalten und etablierter sowie spezieller Verfahren zur Werkstoffuntersuchung. Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen sollen den bisherigen Erkenntnissen zum Deformationsverhalten bleifreier zinnbasierter Legierungen, z.B. Zinn-Silber-Legierungen und Zinn-Silber-Kupfer-Legierungen gegenübergestellt werden, um für die Simulation thermomechanischer Belastungen von Flip-Chip-Verbindungen ingenieurtechnisch relevante Werkstoffmodelle zur Verfügung stellen zu können. “Reliability Assessment and Material Characterization of lead free solder for flip chip solder joints” Objective: Reliability analysis of flip chip packages (FCIP) should be carried out with FEM-simulations. The precision of the FEM-Analysis depends directly on the applied material models. Therefore creep experiments on flip chip joints should be carried out order to determine the relevant material models. The results of these experiments shall be compared to exisiting material models for SnAgCu solder. The results of these investigations should enable precise FE-Analyses of future Infineon Packages.
 Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Mitarbeiter: Dr. S. Wiese
 Dipl.-Ing. M. Röllig Dipl.-Ing. M. Müller
 Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Infineon Technologies SC300 GmbH & Co. OHG
 Finanzierung: Infineon Technologies SC300 GmbH & Co OHG Laufzeit: 10/2004 – 09/2007
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 „Einfluss von gekoppelten thermischen, elektrischen und mechanischen Beanspruchungen auf das Ausfallverhalten charakteristischer Hochstromlötverbindungen in Automotivebaugruppen“
 Zielstellung: Eine Bewertung der Zuverlässigkeit von Automotivebaugruppen soll über Simulationen erfolgen. Einen wesentlichen zu untersuchenden Schwachpunkt innerhalb solcher Baugruppen stellen kombiniert thermisch, elektrisch und mechanisch beanspruchte Lötverbindungen dar, welche als Second-Level-Verbindung in diesen Baugruppen fungieren. Derartige Lötverbindungen werden in der Regel von hohen Strömen durchflossen und weisen oft einen erheblichen elektrischen Potentialunterschied zu benachbarten Verbindungen auf. Die Aussagefähigkeit von Simulationen zur Zuverlässigkeit dieser kritischen Strukturen hängt jedoch wesentlich von den verwendeten Material- und Schädigungsmodellen ab. Ziel ist deshalb die bauteilorientierte und betriebsfallnahe Untersuchung des Ausfallverhaltens charakteristischer hochstrombelasteter Lotkontakte in Automotivebaugruppen unter Einbeziehung theoretischer Kenntnisse über Degradationsmechanismen in Lotverbindungnen und etablierter sowie spezieller Verfahren zur Werkstoffuntersuchung. Die Ergebnisse der durchzuführenden Untersuchungen sollen den bisherigen Erkenntnissen zum Degradationsverhaltensverhalten eutektischer Zinn-Blei sowie bleifreier zinnbasierter Legierungen (z.B. Zinn-Silber-Legierungen oder Zinn-Silber-Kupfer-Legierungen) gegenübergestellt werden, um für die Simulation des Ausfallverhaltens hochstrombelasteter Lotkontakte in Automotivebaugruppen ingenieurtechnisch relevante Werkstoffparameter zur Verfügung stellen zu können. “The effect of combined thermal-, electrical- and mechanical loading onto the lifetime of high current interconnects in automotive modules” Objective: Reliability analysis of automotive electronics should be carried out with FEM-simulations. The precision of the FEM-Analysis depends directly on the applied material models. Critical elements are solder interconnects that carry high currents. Therefore experiments with combined thermal, electrical and mechanical loading on characteristic high current solder joints should be carried out order to determine the relevant material models. The results of these experiments shall be compared to existing material models for solders. In the result of this study a damage model should be formulated, that is able to account for the effects of combined thermal, electrical and mechanical load.
 Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Mitarbeiter: Dr. S. Wiese
 Dipl.-Ing. M. Röllig Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Siemens VDO Automotive AG
 Finanzierung: Siemens VDO Automotive AG Laufzeit: 10/2005 –12/2007
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 „Mechanische Prüfverfahren für Mikroverbindungen elektronischer Schaltungen mit extrem verkleinerten Geometrien“
 Beschreibung: Zur mechanischen Prüfung von Drahtbondverbindungen haben sich die zerstörenden Verfahren Zug- und Schertest als probat und im Fertigungsprozess relativ einfach realisierbar durchgesetzt. Mit fortschreitender Entwicklung elektronischer Baugruppen im fine-pitch-Bereich mit Drahtdurchmessern unter 20 µm ergeben sich neue ungelöste Fragestellungen bezüglich der Anwendungsbedingungen und der Aussagekraft zur Verbindungsqualität beim Einsatz dieser klassischen Prüfverfahren. Deshalb gilt es, diese Prüfverfahren neuen und veränderten Anforderungen an die Qualitätssicherung eines Fertigungsprozesses anzupassen. Zum einen bestanden die bisherigen Arbeiten darin, eine breite Palette möglichst unter industriellen Bedingungen hergestellter Drahtbondverbindungen den üblichen Pull- bzw. Schertests zu unterwerfen. Dazu wurden Bondverbindungen aus AlSi1-, Au- und Cu-Draht bis herab zu 15 µm Drahtdurchmesser getestet. Am Beispiel von AlSi1-Bonddraht, Durchmesser 15 µm, zeigt das Bild 1 das typische Ausfallmerkmal „Heel-Riss am Wedge“, wobei die mittlere Abreißkraft 4,1 cN betrug. Zum anderen wurden Werkzeuge für den Pull-Test weiterentwickelt und getestet. Das Bild 2 zeigt ein Tool für die Prüfung von Bändchenbondverbindungen, das aus einem massiven Wolframcarbid-Rohling gefertigt wurde.
 Bild 1: Heel Riß am 1. Bond bei AlSi1-Bonddraht, Ø 15µm
 Bild 2: Test einer Bändchenbond-verbindung /Quelle: Gaßmann, TUD, IFTE/
 “Mechanical testing method for micro-contacts of small geometry electronic devices” For mechanical testing of wire bond connections, the destructive methods of pull and shear tests have long been proven to be effective and easy to implement into production processes. However, new questions arise with respect to the capabilities of the classical test methods in qualifying and evaluating the bond connections as the development of electronic fine pitch packages continuous requiring bond wires with diameters of less than
 Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Mitarbeiter: Dr.-Ing. F. Rudolf
 Herr Ließ Finanzierung: BMBF Laufzeit: 06/2005 – 05/2007
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 20 µm. Therefore, the mechanical test methods have to be reviewed and improvements are needed for matching the changed conditions in quality control and manufacturing. Two main tasks have been performed. First, the common pull and shear test procedures were applied to a large variety of wire bond connections preferentially produced under industrial conditions. In particular, highly miniaturized connections of AlSi1, Au and Cu wires with diameters down to 15 µm were tested. Bild 1 shows the example of a 15 µm AlSi1 wire. The typical failure mode is clearly seen. It is called “Broken Heel at Wedge”. The median test force for this kind of samples was 4.1 cN. The second task was to develop and to evaluate testing tools with improved properties such as the massive pull hook made of tungsten carbide shown in Bild 2. It reliably allows using higher forces as needed for the tests of strip bond connection. „UNIVERSAL, Arbeitspaket „Thin Chips““
 Beschreibung: Neue Entwicklungen zur Erhöhung der Speicherdichte sehen die Ausweitung in 3. Dimension vor. Um bei der Stapelung von Chips den Miniaturisierungsanforderungen nicht entgegenzuwirken, werden die prozessierten Chips rückseitig abgedünnt. Es muss untersucht werden, wie weit diese abrasive Bearbeitung getrieben werden kann, ohne die elektrische und mechan. Bauelementefunktion zu beeinträchtigen. Weiteres Ziel ist es, die Schädigung im Siliziumeinkristall sowie deren Ausbreitung unter Stressbelastung zu untersuchen. Es wird der Frage nachgegangen, ob durch Vereinzeln der Chips andere Störungsmechanismen induziert werden. UNIVERSAL – “Thin Chips” Description: Latest developments for increasing the storage density take advantage of the 3rd dimension. In order not to counteract the miniaturization requirements, the chip’s backside will be thinned. It needs to be investigated to what extent this abrasive removal can be carried, without damaging the electrical and mechanical function of the devices. Furthermore it is a goal to analyze the defects in single crystalline silicon as well as their migration due to stress. Besides this the question is addressed whether separation of the chips induces different defect mechanisms.
 Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Mitarbeiter: Dr. Malachowski bis 09/05
 Prof. Dr. rer. nat. H.-J. Ullrich Dipl.-Ing. R. Rieske ab 11/05
 Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Infineon Technologies, Dresden
 Finanzierung: SAB Laufzeit: 11/2004 – 10/2006

Page 35
						
						

Forschungsprojekte – Research Project
 35
 „Volumeneffekte und technische Zuverlässigkeit von bleifreien Lötstellen“
 Beschreibung: Das IAVT befasst sich mit der Bereitstellung eines dreidimensionalen Finite-Elemente-Modells zur Untersuchung des Einflusses der Poren auf die Zuverlässigkeit von bleifreien Lötstellen und mit der Durchführung und Auswertung der numerischen Berechnungen. Folgende Parameter werden variiert: Entfernung der Lötstelle vom Zentrum, Lotwerkstoff, Temperaturzyklus, Porendurchmesser und Lage der Poren. „Effects of volume and technical reliability of lead-free soldered joints” Description: The IAVT is concerned with the supply of a three-dimensional finite element model for the investigation of the influence of the voids on the reliability of lead-free soldered joints, and with the execution and evaluation of the numeric computations. The following parameters are varied: distance of the soldered joint of the centre, solder, temperature cycle, voids diameter, and position of the voids. „Polymerumhüllte Metallsäulen in Bumparrays zum Stressabbau in elektronischen Baugruppen (PUMBA)“
 Beschreibung: Hauptausfallursache in elektronischen Bauelementen mit flächig angeordneter Anschlusskonfiguration ist die thermo-mechanische Belastung der Lotkontakte aufgrund unterschiedlicher thermischer Dehnungen der Systemmaterialien bei wechselhaften Umgebungstemperaturen. Das Projekt zielt darauf hin, die Lotanschlüsse mit einem Polymer zu ummanteln, um eine mechanische Stabilisierung zu bewirken. Das Polymer muss zum einen die Form des Kontaktelementes bestimmen und zum anderen thermisch induzierte mechanische Spannungen elastisch aufnehmen.
 Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Mitarbeiter: Dr.-Ing. E. Höfer Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit Mikrointegration IZM
 Finanzierung: Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, (AiF) Laufzeit: 11/2003 bis 04/2006
 Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Jürgen Wolter Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Mike Röllig
 Dipl.-Ing. Karsten Meier Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Microelectronic Packaging Dresden GmbH (MPD) Kunststoffzentrum Leipzig GmbH (KUZ) Fraunhofer Gesellschaft IZM Dr. Teschauer Laser AG
 Finanzierung: SAB Laufzeit: 07/2006 – 10/2007
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 Angestrebte Verformungscharakteristik von Lotkontakten unter thermischer Dehnung der Materialien bei Temperatureinfluss Zur Umsetzung des Vorhabens wird mit der FEM ein optimales Polymermattenlayout ermittelt. Über ein Spritzugussverfahren bzw. Laserbearbeitung entsteht eine Polymerfolie mit den gewünschten Öffnungen zur Durchkontaktierung und Spannungsreduzierung. Die Innenwandung der Durchkontaktierung erhält eine nasschemisch abgeschiedene metallische Leitschicht. Die Metallschicht gewährleistet die vollständige Füllung der Öffnung mit Lotwerkstoff, während des Lotbumping-Prozesses. Indem das flüssige Lot die Innenseite benetzt, steigt es durch die Durchkontaktierung hindurch, bis zur gegenüberliegenden Seite der Polymermatte. Das Bauelement gemeinsam mit der Polymermatte wird letztendlich auf die Trägerleiterplatte gelötet. Die durch die neuartige Technologie entstehenden Kontaktelemente sind im Vergleich mit konventionellen Lotkontakten auf die Langzeitzuverlässigkeit zu überprüfen und zu qualifizieren. Description The main reason of functional failure in electronic components is the thermo-mechanical impact on the solder joints, due to the combination of many different materials in the package with unequal coefficient of thermal expansion. During cyclical changes in temperature environment, the thermal strain in the materials leads to a strain mismatch, which loads the solder joints. The project aims on a mechanical stabilization of the solder contacts by covering the alloy with a polymer cladding. The polymer tasks are the forming of the solder joint shape, as well as the reduction of the thermally inducted stresses by its elastic deformation. At first, an optimal polymer mat-layout must be determined by the application of FEM calculation. The fabrication of polymer mats can be done by an injection moulding process. The through-holes and stress reducing openings in the basic polymer layout have to be regarded by the tool layout during moulding steps or by using a laser removal process. The inner surface of the through-holes carries a chemically deposited metallic conductor film. During the bumping process, the conductor film helps to full-fill the holes with liquid solder material by wetting the inner surfaces. The electronical component including the assembled polymer mat will be soldered onto a printed circuit board in a final reflow soldering process. At the end, a reliability and qualification step evaluates the novel solder joint concept in comparison with conventional contact balls.
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 „Bereitstellung von mehrstufigen heuristischen Optimierungsmethoden zur Ablaufplanung“
 Das Projekt hat die Entwicklung und Bewertung von Optimierungsverfahren für die Ablaufsteuerung in 2-stufigen, und in Erweiterung in n-stufigen Systemen zum Inhalt. Die entwickelten Optimierungsverfahren werden direkt an einem ausgewählten Linienabschnitt der Fertigung erprobt. Dazu wird ein detailliertes Simulationsmodell über diesen Bereich eingesetzt. Die Mehrstufigkeit bezieht sich dabei auf die Abfolge mehrerer identifizierter Engpässe und deren Ablaufoptimierung. Die Optimierung erfolgt zum Teil regelbasiert und zum Teil mit heuristisch/iterativen Methoden. “Allocation of multi-stage optimisation methods for scheduling” The project includes the development and evaluation of optimization methods for process control in 2-step and n-step systems. The developed methods are tested direct in a selected process line section. The tests are performed using a detailed simulation model for this process section. The multi-step character is defined in the sequence of several identified bottlenecks and the optimization of their processing sequences. The optimization contains rule-based approaches and heuristic/iterative methods. „Adaptive Logistik - Feinplanung und Wissensmanagement für Montageprozesse“
 Beschreibung: Ziel ist die Entwicklung neuer Methoden zur Synchronisation von Montage- und Logistikprozessen und deren prototypische Implementierung in realen industriellen Anwendungsfällen. Das besondere Augenmerk gilt der Entwicklung und Vervollkommnung von Methoden der simulationsgestützten Feinplanung, insbesondere unter den Bedingungen begrenzter Ressourcen. Zunächst werden Datenmodelle zur Beschreibung von Montageprozessen (Montagegraphen) formuliert und Werkzeuge zu deren Umsetzung in die ereignisdiskrete Simulation erstellt. Die Generierung von Modellen erfolgt dabei automatisch unter Nutzung relationaler Datenbanken.
 Projektleiter: Dr.-Ing. G. Weigert Mitarbeiter: Dipl.-Ing. S. Horn,
 Dipl.-Math. A. Klemmt Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG
 Finanzierung: Qimonda/Infineon (SAB) Laufzeit: 01/2006 bis 06/2007
 Projektleiter: Dr.-Ing. G. Weigert Mitarbeiter: Dipl.-Ing. T. Henlich
 Dipl.-Ing. H. Mennane Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 RWTH Aachen, LS für Produktionssystematik,Werkzeugm.-Labor Deckel Maho Pfronten GmbH, Pfronten Koenig & Bauer AG, Würzburg Alltrotec GmbH, Dresden scemtec Transponder Technology GmbH, Reichshof Ilypsys GmbH, Aachen
 Finanzierung: BMBF Laufzeit: 05/2006 bis 04/2009
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 “Adaptive Logistics – Detailed planning and knowledge management for assembly processes” The project goal is to develop new methods for synchronization of assembly and logistics processes and to implement them prototypically in real industrial applications. Special emphasis is on designing and improving methods of simulation-based scheduling, especially under condition of limited resources. First step is the formulation of data models for description of assembly processes (assembly graphs) and the creation of tools for transforming them into discrete-event simulation. Models are generated automatically using relational databases. „Thermosonic Au-Bonden auf flash-Gold in der Chip-on-Board-Technik“
 Beschreibung: In der Chip-on-Board-Technik werden die Anschlussverbindungen meist durch Drahtbonden realisiert. Dazu muss bei Anwendung von Au-Draht im Thermosonic-Bonden auf Leiterplat-ten vorher ein Schichtsystem Cu-Ni(P)-Au auf den Cu-Leiterzügen abgeschieden werden. Das Thema FLASHBOND verfolgt das Ziel, dieses Schichtsystem hinsichtlich Zuverlässigkeit und Kosten zu optimieren. Die bisher durchgeführten Arbeiten hatten die systematische Untersuchung des Einflusses einer Vielzahl von Parametern zum Inhalt. Diese wurden gemeinsam mit den Industriepart-nern festgelegt, um hohe Praxisnähe zu gewährleisten. Nach Festlegung eines einheitlichen Leiterplatten-Layouts wurde auf Bond-Halbautomaten mit 60 kHz- und 120 kHz-Schwingsystemen auf 8 verschiedenen Au-flash-Schichten (zwischen 0,05 und 0,15 µm Schichtdicke auf 17µm Cu /(6…7)µm Ni) und mit unterschiedlichen Kapillaren gebondet. Die Proben wurden jeweils im Ausgangszustand, nach 4h Auslagerung bei 155oC und nach simuliertem Reflowlöten verarbeitet. Als Kriterium für die Eignung der Bondverbindungen wurden Pulltests und visuelle Inspektionen durchgeführt und die Einhaltung der gemäß DVS-Merkblatt 2811 geforderten Vorgaben geprüft. Es zeigte sich, dass auf allen Schichtsystemen die besten Ergebnisse beim Bonden mit 120kHz und auf relativ breiten Leiterzügen (200 µm) erzielt werden können. Alle Forderun-gen nach DVS 2811 wurden erfüllt. Dünne Au-Schichten zeigen erwartungsgemäß erste Ausfälle, wenn sie vor dem Bonden einer Temperaturbelastung von 4h/155°C ausgesetzt worden waren. Mit abnehmender Schichtdicke werden die „Bondfenster“ kleiner, die Bondparameter höher und der Ausfallort verlagert sich (beim verwendeten Draht HA 6)
 Kurztitel: FLASHBOND Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Wolter Mitarbeiter: Dipl.-Ing (FH) B. Meusel
 Dr.-Ing. F. Rudolf Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Atotech Deutschland GmbH, Berlin W.C. Heraeus GmbH & Co. KG, Hanau OSA Optolight GmbH GF, Berlin KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf Robert Bosch GmbH, Stuttgart OECA Optoelektronik Componenten, Dahlewitz CiS Inst. F. Mikrosensorik GmbH, Erfurt HASEC Elektronik GmbH, Seefeld GAP Gesellschaft für angew. Physik, Potsdam
 Finanzierung: Stiftung Industrieforschung (SIF)
 Laufzeit: 07/2005 – 06/2007
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 vom Kugelhals zum Heel am Wedge. Aus heutiger Sicht sind haltbare Bond-Interfaces bei geschlossenen Au-Flash-Schichten herstellbar. Gegenwärtig läuft die Präparation der Proben für die erforderlichen Zuverlässigkeitsuntersuchungen. Ausgewählte Schichtsysteme werden nach dem Drahtbonden mit den optimierten Parametern den üblichen Belastungen durch trockene Wärme (150°C, bis 2000h), Wechseltests (85°C/85% rF, bis 2000h) und Temperaturschocks (150°C/-40°C, bis 1000 Zyklen, 1 Zyklus: 10s/30min) ausgesetzt, um die Langzeitzuverlässigkeit der Bondverbindungen bewerten zu können. “Thermosonic-Au-Bonding on Flash-Gold for Chip-On-Board Applications” Description: Wire bonding is the most applied technology to realize chip on board interconnections. Processing Au-wires, a pre-deposition of a multilayersystem, e.g. Cu-Ni(P)-Au, on PCB copper metallization is required. Hence, the FLASHBOND project focuses on the optimization of this multilayersystem, regarding to costs and reliability. Up to now the realized work systematically dealt with the influence of a great number of parameters. These parameters were fixed in agreement with the partners from the industry, and an uniform layout of the used printed circuit was defined too. For this study, PCB test boards with eight different Au-flash layers (layer thickness between 0,05 and 0,15 µm at 17 µm Cu / (6…7)µm Ni) in initial state and two various stress inputs (4h / 155oC and simulated reflow process) were used. The Au-wires were bonded with a semi-automatic wire bonder with 60 kHz and 120 kHz transducers and different capillaries. The wire bond connections were examined by pull tests and visual inspection. The specifications follow the instructions of DVS 2811 for authorized bond parameters and reliable bond interconnections. Best bond results at all multilayer systems could be obtained by using 120 kHz transducer and by a width of the Cu-lines of 200 µm. All DVS 2811 specifications were fulfilled. First failures within the contact zone were expected due to the extremely thin Au-layers and the previous tempering process (4h/155oC). Furthermore the bonding parameters resulted in closer parameter restrictions with higher values of time and force. The location of failures will change from the neck of the ball to the heel of the wedge (wire HA 6). Present the preparation of samples for accelerated lifetime tests take place. After wire bonding (optimized parameters are used) selected multilayer systems will be carried out at custom conditions 150°C/2000h, 85°C/85%rH 2000h and 150°C/-40°C, 1000 cycles (one cycle 10s/30 min.) to evaluate the long time reliability of the wire bond interconnection.
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 “UNIVERSAL" Teilthema "WLP-Printed Wafer Level Package"
 Beschreibung Das Vorhaben dient der Entwicklung eines neuartigen Wafer Level Package in Drucktechnik. Dazu sollen Polymerpasten die üblicherweise in Dünnschichttechnik erzeugten Dielektrika und Leitstrukturen ersetzen. An der TU Dresden werden bereits seit einigen Jahren Untersuchungen zum Einsatz polymerer Leitpasten zur Chipkontaktierung im Bereich Smart Label durchgeführt. Dabei wurden verschiedene kupfer- bzw. silberbasierte Polymerpasten mehrerer Hersteller hinsichtlich ihrer Eignung für die Smart Label Produktion untersucht. Für das Wafer Level Package sind die Anforderungen hinsichtlich Strukturauflösung, Materialreinheit und Zuverlässigkeit ungleich höher. Um für die neuen Verbindungsmaterialien die Anforderungen an kostengünstiger Prozessführung, Prozessstabilität und Zuverlässigkeit der Packages gewährleisten zu können, sind umfangreiche Untersuchungen zur Anpassung der Verbindungspartner, zu den eingesetzten technologischen Verfahren sowie zu deren Optimierung erforderlich. Grundlage dafür sind die umfangreichen Forschungs- und Anwendungserfahrungen des IAVT. Description Focus of this project is the development of a new wafer level package in screen print technology. Therefore polymer pastes replace the commonly in thin-film technology manufactured dielectric and conductive layers. At the Dresden University since many years polymer conductive paste are investigated for the chip assembly of smart labels. To serve that purpose a lot of silver and copper based polymer pastes of several manufactures were tested for their suitability for the smart label mass-production. But for wafer level packages the requirements regarding to resolution, material purity and reliability are much higher. To guarantee the requirements of cost-effective manufacturing, process stability and reliability for these new interface materials extensive investigations for the adaptation of the contact materials, of the applied technology and their optimisation are necessary. The long-time experiences in research and application of polymer thick-film technology of the IAVT are the basis of a successful work. „Analyse der Void-Entstehung im Lötprozess“
 Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Jürgen Wolter Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Marco Luniak Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 Qimonda
 Finanzierung: SAB Laufzeit: 11/2004 – 12/2006
 Projektleiter: Dr. Wohlrabe Mitarbeiter: Dr. Herzog Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
 W.C. Heraeus GmbH & Co. KG Circuit Materials Division Hanau rehm Anlagenbau GmbH Blaubeuren-Seißen
 Finanzierung: W.C. Heraeus GmbH & Co. KG Circuit Materials Division Hanau rehm Anlagenbau GmbH Blaubeuren-Seißen
 Laufzeit: 11/2006 - 05/2007
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 Beschreibung: Ziel des Vorhabens ist die Erforschung der Ursachen für die Bildung von Voids im Reflow-Lötprozess. Dazu sind Grundlagenuntersuchungen zur Entstehung der Voids mittels geeigneter Testvehikel an kugelförmigen sowie flächenhaften Lötverbindungen für die Leistungselektronik durchzuführen. Zusätzlich sollen Modellvorstellungen zur Beschreibung der chemischen und physikalischen Vorgänge erarbeitet werden. Anhand dieser Ergebnisse sind neue Optimierungen der Prozessparameter mittels statistischer Versuchsplanung und realer Baugruppen durchzuführen. Description: The main goal is the investigation of the sources of voids during the reflow-soldering process. Fundamental investigations for the creation of voids will be carried out. Testing objects are balls of various materials and solder joints with a greater area for power electronics. In addition model imaginations will be developed to describe the chemical and physical background of the void creation. New optimizations of the process parameters will be executed with the help of statistical Design of Experiments and with real boards.
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 6.2 Beiträge aus der Forschungstätigkeit
 Examples of Research Activities
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 7. Labore und Beratungsleistungen Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der am Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik etablierten Labors und verfügbaren Geräte und Anlagen sowie der Themenschwerpunkte, zu denen Wissenschaftler Sie kompetent beraten können. Labore für: SMD-Montage Verfahrens- und Prozesstechnologie in der Elektronikfertigung; Messungen und Untersuchungen zum Schablonendruck; hochgenaue Bauelemente-Bestückung; verschiedene Lötverfahren; Montage von SMD-Baugruppen; Maschinen- und Prozessfähigkeit in der Elektronikmontage. Zerstörungsfreie Prüfverfahren Zerstörungsfreie Prüfung von Baugruppen und Bauelementen durch Ultraschallmikroskopie und Röntgeninspektion; Analyse von Schichtdicken und Zusammensetzungen. Dickschichttechnik Entwicklung und Fertigung von Hybrid-, Sensor und Aktuatorbaugruppen sowie Multichipmodulen in Dickschicht-und LTCC-Multilayer-Technik; Spezialanfertigungen von Keramiksubstraten für die Mikrofluidik. Bildverarbeitung Bildaufnahme, -verarbeitung und -auswertung und deren Anwendung für die automatische visuelle Inspektion in der Elektronikfertigung. Prozesssimulation und -optimierung Simulation und Optimierung von Fertigungsprozessen; Anwendung innovativer Optimierungsalgorithmen; Qualitätssimulation; Qualitätsmanagement. Lasertechnik Bearbeitung von Keramiksubstraten und Metallfolien; Laserschweißen und Laserwiderstandsabgleich. Leiterplattenherstellung Entwurf und Herstellung durchkontaktierter Mehrlagen-Leiterplatten. Messen und Prüfen Vermessung (geometrisch und unter Lötbedingungen) von Leiterplatten (z.B. Verwölbung/Verwindung); hochgenaue Analyse der Oberflächentopographie; Pull-Shear-Testing; Analyse der Benetzbarkeit von Oberflächen; elektrische Prüfung von be- und unbestückten Verdrahtungsträgern mit Baugruppentester und Flying Probe. Metallografische Präparation Zerstörendes Prüfverfahren zur Darstellung von Gefügestrukturen und Ausfällen in elektronischen Baugruppen und Materialien der AVT
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 Beratungsleistungen für: Ultraschallmikroskopie Ausrüstung: Ultraschallmikroskop SONOSCAN D 6000 auswechselbare Transducer mit folgenden Frequenzen und lateralen Auflösungen:
 • 10 MHz 250 µm • 15 MHz 175 µm • 20 MHz 125 µm • 30 MHz 75 µm • 100 MHz 25 µm • 230 MHz 10 µm • Eindringtiefe frequenz- und materialabhängig bis zu mehreren Millimetern • frei wählbare schichtweise Abrasterung des Inneren der Probe (C-Scan, Q-BAM,
 THRU-Scan) • 3D - Darstellung möglich • Koppelmedium: deionisiertes Wasser
 Leistungen:
 • zerstörungsfreie Inspektion von Musterserien und Stichproben von gehäusten Bauelementen und Baugruppen sowie Leiterplatten
 • schichtweise Detektion nach Fehlern, wie Delaminationen, Gaseinschlüssen und Rissen insbesondere Laminaten und großflächigen Verklebungen (z.B. Heatsinks)
 • Ultraschall-Scans als Datei oder Colorprints lieferbar. Kontakt: Dipl.-Ing. R. Heinze Tel: 0351 / 463 38625 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected] Röntgenmikroskopie Ausrüstung: Röntgenmikroskop pcb|analyser 160 + ovhm|module ((Bemerkung: ovhm = oblique views at highest magnification (hochauflösende Schrägdurchstrahlung)) Fa.: Phoenix|x-ray Systems + Services GmbH
 • Beschleunigungsspannung (10 ... 160) kV • Strahlstrom (5 ... 1000) µA • offene Mikrofokusröhre mit Wolframanode, optional Nanofokus • Fokusdurchmesser minimal 2 µm • Geometrische Direktvergrößerung > 1400 • 5-fach Achsenmanipulation • Digitales Bildformat (hochauflösende Echtzeitbildkette) (710 x 576) Pixel, 8 Bit • alternativ Digitaldetektor (512 x 512) Pixel, 16 Bit
 Leistungen:
 • zerstörungsfreie Inspektion von Bauelementen und Baugruppen insbesondere mit kontrastierenden Materialien (Lotwerkstoffe, Metallisierungen)
 mailto:[email protected]
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 • wissenschaftliche Beratung Problemstellungen:
 • Standard und fine pitch SMT- und THT-Lötstellen • BGA-, COB-, CSP-, und FC-Lötstellen • Fehllötstellen, Bestückversatz, Kurzschlüsse, ... • Lötstellenanalyse (Voids, ...) • Multilayer-Leiterplatten
 Kontakt: Dipl.-Ing. R.Heinze Tel: 0351 / 463 38625 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail:[email protected] Laserbearbeitung Ausrüstung: CO2-Materialbearbeitungslaser BLS 120 (Carl Baasel Lasertechnik GmbH)
 • Anlage mit NC gesteuertem X-, Y- Tisch zur Bearbeitung von gesinterten bzw. ungesinterten Keramiken, Kunststoffen und dünnen Metallfolien. Online-Kopplung zum Personalcomputer
 Laser-Widerstandstrimmanlage BLS 610 (Carl Baasel Lasertechnik GmbH) • Automatisch arbeitende Laser-Widerstandstrimmanlage zum Messen, Trimmen und
 Funktionsabgleich von Dickschicht-Hybrid-Schaltungen mit zwei verfahrbaren Nadeln zur Widerstandskontaktierung
 Laser-Widerstandstrimmanlage BOC 102 (BOC Industrial Power Beams) • Manuell bedienbare Anlage mit steuerbarem X-,Y-Tisch zum Abgleich von
 Dickschicht-Widerständen, sowie für einfache Bohr- und Schneidarbeiten Nd-YAG-Materialbearbeitungsanlage LSS (Carl Baasel Lasertechnik GmbH)
 • Programmgesteuerte Laserbearbeitungsanlage mit Zweikoordinatentisch und zusätzlicher X-,Y-Galvanometer-Strahlablenkung
 Schweißlaser LSW 4001 • Punktschweißen von feinwerktechnischen Kleinteilen
 Leistungen:
 • Bohren, Schneiden von Keramiken, Kunststoffen und Metallfolien • Trimmen von Dickschichtwiderständen • Funktionsabgleich • Beschriften und Markieren verschiedener Materialien • Laserlöten von SMT-Bauelementen • Laserpunktschweißen von Kleinteilen
 Kontakt: Dipl.-Ing. G. Jahne Tel: 0351 / 463 36426 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected]
 mailto:[email protected]
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 Dickschicht-Hybridtechnik Ausrüstung: Komplette Laborstrecke zur Fertigung von Baugruppen in Ein- und Mehrebenentechnologie. Maskenherstellung :
 • Fotoplotter (Gerber-Format,) • Siebe mit Kapillaremulsion (Edelstahl- und Polyestergewebe, Standard/Fein) • Kupferschablonen (doppelseitig geätzt) • Edelstahlschablonen (lasergeschnitten)
 Lasertechnik: • Bohren von Vias in Keramiksubstrate und Polymerfolien • Schneiden und Ritzen von Konturen zum Trennen der Nutzen • Widerstandsabgleich
 Siebdrucktechnik: • Baccini A2 (manuell) • MPM – Typ SPM (halbautomatisch mit Vision System)
 Sintertechnik: • Programmierbarer Muffelofen Linn ((bis 1000°C, max. Substratgröße (120x150)
 mm²), • Zonen-Durchlaufofen Watkins-Johnson (bis 1100°C, Gurtbreite 100 mm),
 CERMET-Dickschichttechnik auf Al2O3-Keramiken (DuPont, Heraeus) Low Temperature Cofired Ceramic Technology – LTCC (DuPont, Heraeus) Polymerdickschichttechnik auf flexiblen organischen Trägern Leistungen:
 • Erprobung neuer Materialien und Entwicklung neuer Technologien • Prototyping und Labormusterfertigung • Charakterisierung von Dickschicht-Komponenten und Schichtsystemen • Schulungen von Entwicklungs- und Fertigungspersonal in Laboren des Instituts
 Kontakt: Dr.-Ing. L. Rebenklau Tel.: 0351 / 463 32478 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected] Analyse und Simulation von Fertigungsprozessen Leistungen:
 • Analyse von Fertigungsprozessen • optimale Gestaltung von Fertigungsabläufen, speziell in der Elektronikproduktion • Einsatz von Simulationsmethoden für die Fertigungssteuerung • Lehrgänge oder Praktikum zur Theorie und Anwendung von Simulationsmethoden
 Voraussetzungen:
 • diskretes, ereignisorientiertes Simulationssystem ROSI (Eigenentwicklung) für die Simulation von Fertigungsabläufen in vernetzten flexiblen Fertigungssystemen
 • Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit PPS-Systemen oder Systemen zur Werkstattsteuerung
 • Programmiersprache C++ & TCL/TK
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 • Betriebssystemumgebung UNIX (HP-UX, SOLARIS, LINUX), MS-Windows (9x, NT, 2000)
 • integrierte Reihenfolgeoptimierung • prozessbegleitende Simulation möglich
 Kontakt: PD Dr.-Ing. G. Weigert Tel.: 0351 / 463 36439 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected] http://www.avt.et.tu-dresden.de/ROSI/ Prototyping und Reparatur von Baugruppen Ausrüstung:
 • Bestückautomat SIPLACE 80 F 4, • IR-Reflow-Lötofen SEHO 4135, • Vollkonvektions-Reflow-Lötofen Rehm V8 2.1, • Dampfphasenlöteinrichtung IBL, • Vakuumlötanlage VT 6130, Fa. Kendro, • Siebdruck-Halbautomat MPM-SPM-AV, • SMD-Reparaturarbeitsplatz von Weller, • BGA-Bestück- und Reparaturplatz von Systems 2000, • Flip-Chip-Montage-Arbeitsplatz Fineplacer,
 Kontakt: Dr.-Ing. H. Wohlrabe Dr.-Ing. T. Zerna Dr.-Ing. M. Oppermann Tel: 0351 / 463 35479 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected] Oberflächenanalyse Ausrüstung:
 • Oberflächenmesssystem NanoFOCUS µScan AF2000 • 3D-Koordinatenmessgerät PMC 500 • Zwei-Koordinaten-Messmikroskop ZKM 01-250C (Carl Zeiss) • Messmikroskop VMG 460 (Ausmessung von Leiterplatten u.ä.)
 Leistungen: • Durchführung kontaktloser, topologischer Messungen an Oberflächen
 Kontakt: Dipl.-Ing. M. Luniak Tel: 0351 / 463 32086 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected]
 mailto:[email protected]
 http://www.iet.et.tu-dresden.de/ROSI/
 mailto:[email protected]
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 Prototyping von Leiterplatten und Drucksieben Ausrüstung:
 • Ausrüstungen für die Leiterplatten- und Siebherstellung • PC gesteuerter Fräs-Bohrplotter Fa. Bungard CCD, max. Drehzahl 60.000 U/min,
 Bohrdurchmesser 0.3 - 4mm • Einseitenbürstmaschine, Fa. Bungard, oszillierende Bürstwalze • Kleingalvanikanlage Compakta für Tentingtechnik, Fa. Bungard, max.
 Zuschnittgröße 300 x 400mm² • Labordurchlaufsprühätze, Fa. Bungard, Ätzmedium: saures Kupfer-II-Chlorid • Strippküvette, Stripper Natriumhydroxid • 2 Festresistlaminatoren (Hot rol), Fa. Bungard, 1. phot. Ätzresist 40µm, Breite 300
 mm, 2. phot. Lotstopp 65 µm, Breite 400 mm • Doppelseitenbelichtungsmaschine, Fa. Bungard EXP 2000, Lampenleistung max.
 4000 W UV- Strahler • Sprühentwicklungsmaschine, Fa. Bungard, Entwicklungsmedium: Natrium-karbonat, • Multilayerpresse MLP 20
 Kontakt: Dr.-Ing. G. Hielscher Tel: 0351 / 463 32080 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected] Plasmabehandlung Ausrüstung: Plasmareinigungs- und -aktivierungsanlage DREVA CLEAN 450
 • Rezipientengröße: 450 mm x 450 mm x 480 mm, HF-Leistung: max. 600 W, Druckbereich: 0,20 ... 0,50 mBar, Behandlungszeiten: 2 ...15 min (je nach Oberflächenbeschaffenheit), max. Probengröße: 260 mm x 300 mm, Gase: Luft, O2, Ar, CF4, Losgröße: max. 10 Substrate
 Leistungen: • Reinigung bzw. Aktivierung von Bondkontaktoberflächen • Plasmareinigung von Klebkontaktflächen von organischen Verunreinigungen (Cu,
 Au, etc.) • Oberflächenaktivierung und anschließende Passivierung zum flussmittelfreien
 Reflowlöten an Festlotdepot-Substraten (Löten vor Ort möglich) Kontakt: Dr.-Ing. T. Herzog Tel: 0351 / 463 32086 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected]
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 Mechanische Festigkeitsprüfungen für die Aufbau- und Verbindungstechnik Ausrüstung: Pull/Sheartester DAGE BT Series 4000 P der Firma Dage Semiconductor Leistungen:
 • Durchführung von Zug- und Schertests an Verbindungen der AVT • Statistische Auswertung und Fehleranalysen
 Kontakt: Frau Dr.-Ing. A Paproth Tel.: 0351 / 463 33007 Fax: 0351 / 463 37035 Email: [email protected] Oberflächencharakterisierung in der Aufbau- und Verbindungstechnik Ausrüstung: Kontaktwinkelmessgerät OCA 20 von der Firma dataphysics Leistungen:
 • Durchführung von Kontaktwinkelmessungen • Berechnung von Oberflächenspannungen und Oberflächenenergien an Werkstoffen
 der AVT • Statistische Auswertung und Fehleranalysen
 Kontakt: Frau Dr.-Ing. A. Paproth Tel.: 0351 / 463 33007 Fax: 0351 / 463 37035 Email: [email protected] Verwindungs- und Verwölbungsmessung von Leiterplatten Ausrüstung: TherMoire PS 88
 • (Objektgröße 35x25 mm2 …202x250 mm2) • Infrarotheizung (max. Temperaturgradient 1K/s) • Konvektion (max. Temperaturgradient 0,25K/s)
 Leistungen: • Vermessung der Verwölbung und deren Veränderung von
 Baugruppen/Bauelementen/flächenhafter Objekte unter Lötbedingungen Kontakt: Dr.-Ing. H. Wohlrabe Tel: 0351 / 463 35479 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected]
 mailto:[email protected]
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 Bestimmung der elektrischen Sicherheit von Medizinprodukten Ausrüstung:
 • Rechnergestützter Messplatz mit Prüfautomat GERB 200A Leistungen:
 • Elektrische Sicherheit von Medizinprodukten nach DIN EN 60601-1: März 1996 (VDE 0750 Teil 1)
 • Medizinische elektrische Geräte, Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit [IEC 601-1:1998 + A1:1991 + A2:1995; Deutsche Fassung EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995]
 Kontakt: PD Dr.-Ing. Jürgen Uhlemann Tel: 0351 / 463 36229 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected] Bestimmung der Genauigkeit von kontinuierlichen, quasikontinuierlichen und peristaltischen Flüssigkeitspumpen Ausrüstung:
 • Rechnergestützter Messplatz mit Infusion Device Analyser Typ 2 Leistungen:
 • Beststimmung der Genauigkeit des Flusses und Staudrucks von kontinuierlichen, quasikontinuierlichen und peristaltischen Flüssigkeitspumpen entsprechend DIN EN 60601-2-24: Februar 1999 (gleichzeitig VDE 0750 Teil 2-24)
 • Medizinische elektrische Geräte, Teil 2-24: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Infusionspumpen und Infusionsregler [identisch mit IEC 60601-2-24:1998]
 Kontakt: PD Dr.-Ing. Jürgen Uhlemann Tel: 0351 / 463 36229 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected] Simulations- und Entwurfslabor: Ausrüstung:
 • 9 PC-Arbeitsplätze Servertechnik mit Software (Leiterplattenentwurf (EAGLE), Ereignisdiskrete Simulation (eM-Plant, simcron), FEM-Simulation (ANSYS), Mathematische Modellierung (Matlab), Statistik (Statgraphics)) Dienstleistungen:
 • Modellierung, Simulation und Optimierung von Fertigungsabläufen, speziell in der Elektronik- und Halbleiterproduktion
 mailto:[email protected]
 mailto:[email protected]

Page 71
						
						

Labore und Beratungsleistungen – Fields of Technology and Counseling Services
 71
 • Simulationsgestützte Fertigungsplanung und –steuerung • Analyse und Bewertung von Produktionsprozessen • Lehrgänge oder Praktika zur Theorie und Anwendung von Simulationsmethoden
 Kontakt: PD Dr.-Ing. G. Weigert Tel.: 0351 / 463 36439 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected] Metallografische Präparation von Aufbauten der Aufbau- und Verbindungstechnik Zerstörendes Prüfverfahren zu Darstellung von Gefügestrukturen und Ausfällen in elektronischen Baugruppen und Materialien der Aufbau- und Verbindungstechnik. Ausrüstung:
 • Schleif- und Poliersystem: TegraSystem (TegraForce-5, TegraPol-35) • Präzisionstrennmaschinen: IsoMet 1000 (bis 1000 U/min), Accutom-2 (3000 U/min) • Auflichtmikroskop: Leica DM4000 M (bis 1000fache Vergrößerung) mit digitaler
 Bildaufnahme (2080x1544 Pixel) • Mögliche Auflichtverfahren: Hellfeld, Dunkelfeld, Polarisationskontrast,
 Phaseninterferenzkontrast • Datenbank zur Bilddokumentation
 Dienstleistungen:
 • Zielpräparation (Schlifferstellung von vorgegebenen Ebenen in der Probe) • Gefügeanalyse, Rissanalyse, Nachweis von Delaminationen und Lufteinschlüssen
 (z.B. Bauelementequalifikation nach thermo-mechanischer Belastung) • Messen von Strukturen (Phasen, Schichten, Abstände, etc.) • Dokumentation und Auswertung
 Kontakt: Dipl.-Ing. M. Müller Tel.: 0351 / 463 33172 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected]
 Fields of Technology Counseling Services Following you can find a summary of the available equipment and machines at the Electronics Packaging Laboratory and at the Center of Microtechnical Manufacturing as well as the main topics scientists of both institutions can advise you about. Labs for: SMD-assembly Procedure and process technology of electronics production; measurement and investigations about screen printing; high precision components placement; different
 mailto:[email protected]
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 soldering technologies; assembly of SMD devices; machine and process capability in electronics production. Non-destructive testing Non-destructive testing of devices and components with ultrasonic microscopy and x-ray inspection; analysis of layer thickness and composition of surfaces. Thick-film technology Development and manufacturing of hybrids, sensors and actuators as well as multi chip modules using thick-film and LTCC multi layer technology; specialized manufacturing of ceramic substrates for micro fluidic applications. Image processing Image scanning, processing and evaluation and application of these technologies for automated visual inspection in electronics production. Process simulation and optimization Simulation and optimization of manufacturing processes; application of innovative optimization algorithms; quality simulation; quality management. Laser technology Treatment of ceramic substrates and metal foils; laser welding and laser trimming of resistors. PCB-manufacturing Multi layer printed circuit boards with plated through holes. Measurement and testing Measurement (geometrical and under solder conditions) of substrates (e.g. warping); high precision analysis of surface topography; pull-shear-testing; analysis of wettability of surfaces; electrical testing of bare and assembled boards with test equipment and flying probes. Metallographic Preparation of cross sections of electronic components and materials Counseling services for: Ultrasonic microscopy Equipment: Ultrasonic microscope SONOSCAN D 6000, changeable transducers with the following frequencies and lateral resolutions:
 • 10 MHz 250 µm • 15 MHz 175 µm • 20 MHz 125 µm • 30 MHz 75 µm • 100 MHz 25 µm • 230 MHz 10 µm • investigation depth up to some millimeters depending on the frequency and the
 material • random accessible scanning layer by layer (C-Scan, Q-BAM, THRU-Scan) • 3D-representation possible
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 Services: • non-destructive inspection of prototypes and samples of packaged and unpackaged
 components, devices and substrates • layer by layer detection of failures like delaminations, gas inclusions and cracks,
 especially of laminates and large area adhesions (e.g. heatsinks) Contact: Dipl.-Ing. R. Heinze Tel: 0351 / 463 38625 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected]
 X-ray inspection Equipment: X-ray inspection system pcb|analyser 160 + ovhm|module (note: ovhm = oblique views at highest magnification) Phoenix|x-ray Systems + Services GmbH
 • Acceleration voltage (10 ... 160) kV • Beam current (5 ... 1000) µA • Open microfocus valve with wolfram anode, optional Nanofokus • Focus diameter min. 2 µm • Geometrical direct magnification > 1400 • 5-axis manipulation • Digital picture format (high resolution real-time image processing) (710 x 576) pixel,
 8 bit • Alternative digital detector (512 x 512) pixel, 16 bit
 Services:
 • Non-destructive inspection of components and devices, especially with contrasting materials (soldering material, metallization)
 • Scientific advising Topics:
 • standard and fine pitch solder joints, SMT and THT • BGA-, COB- CSP and FC-solder-joints • -defect solder joints, misplacement, shorts, ... • -analysis of solder joints (voids, ...) • -multi layer boards
 Contact: Dipl.-Ing. R. Heinze Tel: 0351 / 463 38625 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected]
 mailto:[email protected]
 mailto:[email protected]
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 Laser treatment Equipment: CO2-material treatment laser BLS 120 (Carl Baasel Lasertechnik GmbH)
 • Equipment with NC controlled x-y-positioning system for treatment of ceramics, polymers and thin metal foils
 • Online connected with personal computer system Laser-resistor trimming equipment BLS 610 (Carl Baasel Lasertechnik GmbH).
 • Automated Laser-resistor trimming equipment for measuring, trimming and function tuning of thick film hybrid electronics with two movable probes for contacting the resistors
 Laser-resistor trimming equipment BOC 102 (BOC Industrial Power Beams) • Manually controlled equipment with x-y-positioning system for trimming thick film
 resistors and for simple drilling and cutting tasks Nd-YAG- material treatment laser LSS (Carl Baasel Lasertechnik GmbH)
 • Program controlled material treatment laser with two coordinates positioning system and additional x-y-beam-deflection
 Welding laser LSW 4001 • Pointed welding of small microtechnical parts
 Services:
 • Drilling, cutting of ceramics, polymers and metal foils • Trimming of thick film resistors • Function tuning • Labeling and marking of different materials • Pointed welding of small parts
 Contact: Dipl.-Ing. G. Jahne Tel: 0351 / 463 36426 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected] Thick film technology Equipment: Complete laboratory equipment for manufacturing of single or multi layer modules. Mask preparation:
 • photo plotter (Gerber format) • screens with emulsion (steel and polyester canvas, standard / fine) • copper masks (double sided etched) • steel masks (laser cut)
 Laser technology: • drilling of vias in ceramic substrates and polymer foils • cutting and scribing of outlines for panel separation • resistor trimming
 Screen printing technology: • Baccini A2 (manually) • MPM-SPM (with vision system)
 Sintering technology: • programmable batch furnace Linn (up to 1000 °C, max. sub. size (120x150mm²)
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 • 8-zone furnace Watkins-Johnson (up to 1100 °C, width 100 mm) CERMET thick film technology on Al2O3-ceramics Low Temperature Cofired Ceramic Technology – LTCC Polymer thick film technology on organic flex substrates Services:
 • Testing of new materials and development of technologies • Prototyping and manufacturing of examples • Characterization of thick film components and layer systems • Training of development and production employees in the laboratories
 Contact: Dr.-Ing. L. Rebenklau Tel: 0351 / 463 32478 Fax: 0351/ 463 37035 E-Mail: [email protected] Analysis and simulation of manufacturing processes Counseling services:
 • Analysis of manufacturing processes • Optimization of manufacturing schedules, especially in electronics production • Using of simulation methods for scheduling in manufacturing • Training and practice about theory and application of simulation methods
 Discrete event orientated simulation system ROSI for simulating scheduling in manufacturing of flexible manufacturing systems.
 • Used in connection with pps-systems or systems for shop-floor scheduling • Programming languages C++ & TCL/TK • Operating systems UNIX (HP-UX, SOLARIS, LINUX), MS-Windows (9x, NT, 2000) • Integrated sequence optimization • Process accompanying simulation possible
 Contact: PD Dr.-Ing. G. Weigert Tel: 0351 / 463 36439 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected] http://www.iet.et.tu-dresden.de/ROSI/ Prototyping and rework of electronic devices Equipment:
 • SMD-assembling machine SIPLACE 80 F 4 • IR-reflow-soldering equipment SEHO 4135 • Convection reflow soldering equipment Rehm V8 2.1 • Vapor phase soldering equipment IBL • Vacuum soldering equipment VT 6130, Fa. Kendro • Screen printing equipment MPM-SPM-AV • SMD-rework station Weller
 http://www.iet.et.tu-dresden.de/ROSI/
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 • BGA-placement and rework station Systems 2000 • Flip-Chip-assembling station Fineplacer
 Contact: Dr.-Ing. H. Wohlrabe Dr.-Ing. T. Zerna Dr.-Ing. M. Oppermann Tel: 0351 / 463 35479 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected] Analysis of surfaces Equipment:
 • Laser profilometer NanoFOCUS µScan AF2000 • 3D-coordinates measurement equipment PMC 500 • Two-coordinates Measurement microscope ZKM 01-250C (Carl Zeiss) • Measurement microscope VMG 460
 Contact: Dipl.-Ing. M. Luniak Tel: 0351 / 463 32086 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected] Prototyping of printed circuit boards and printing masks Equipment: Equipment for manufacturing of printed circuit boards and masks:
 • Computer controlled milldrillplotter Fa. Bungard CCD, max. rotation speed 60.000 U/min, drilling diameter 0.3 - 4mm
 • PCB brush engine, Fa. Bungard • Galvanic Compakta for tenting technology, Fa. Bungard, max. probe size 300 x 400
 mm² • Etching machine, Fa. Bungard, copper-II-chloride • Stripper sodium hydroxide • rigid resist laminators (Hot rol), Fa. Bungard, phot. etching resist 40 µm, width 300
 mm, phot. solder mask 65 µm, width 400 mm • Exposurer, Fa. Bungard EXP 2000, light power max. 400 W UV • Multi layer press MLP 20
 Contact: Dr.-Ing. G. Hielscher Tel: 0351 / 463 32080 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected]
 mailto:[email protected]
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 Plasma treatment Equipment: Plasma cleaning and activating equipment DREVA CLEAN 450
 • Size of recipient: 450 mm x 450 mm x 480 mm • HF-power: max. 600 W, pressure range: (0,20 ... 0,50) mBar • treatment time: 2 ...15 min (depending on surface characteristics), max. size of
 probe: 260 mm x 300 mm • Gases: air, O2, Ar, CF4, lot size: max. 10 substrates
 Services:
 • Cleaning and activating of surfaces, e.g. for bonding • Plasma cleaning of surfaces for adhering, removal of organic impurities • Activation of surfaces followed by passivation for flux free soldering (substrates
 with solid solder deposits) Contact: Dr.-Ing. T. Herzog Tel: 0351 / 463 32086 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected] Mechanical strength tests in the Micro Packaging Equipment: Pull/Sheartester DAGE BT Series 4000 of the company DAGE Service:
 • Execution of tensile strength and shear strength at Micro Packaging. • Statistical analysis and error analyses
 Contact: Dr.-Ing. A. Paproth Tel: 0351 / 463 33007 Fax: 0351 / 463 37035 Email: [email protected] Surface characterisation in the Micro Packaging Equipment: Contact angle device OCA 20 of the company dataphysics Service:
 • Execution of contact angle measurement and calculation of surface tensions and surface energies at materials in the Micro Packaging
 • Statistical analysis and error analyses
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 Contact: Dr.-Ing. A. Paproth Tel: 0351 / 463 33007 Fax: 0351 / 463 37035 Email: [email protected] Measurement of warping of printed circuit board Equipment: TherMoire PS 88
 • (Size of substrat: 35x25 mm2 …202x250 mm2) • IR heating (max. temperature gradient 1K/s) • Convection type heater with fan (max. temperature gradient 0,25K/s)
 Service:
 • Measurement of warping Contact: Dr.-Ing. H. Wohlrabe Tel: 0351 / 463 35479 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected] Determination of the electrical safety of medical devices Equipment:
 • Computer aided measuring tester GERB 200A Service:
 • Electrical safety of medical devices according DIN EN 60601-1: March 1996 (Classification VDE 0750 Part 1)
 • Medical electrical equipment, Part 1: General requirements for safety [IEC 601-1:1998 + A1:1991 + A2:1995] German version EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995
 Contact: PD Dr.-Ing. Jürgen Uhlemann Tel: 0351 / 463 36229 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected] Determination of perestaltic pumps Equipment:
 • Computer aided measuring tester Infusion Device Analyser Type 2
 mailto:[email protected]
 mailto:[email protected]
 mailto:[email protected]
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 Services: • Determination of the precision of the flow and occlusion pressure of continuous,
 quasi-continuous and peristaltic pumps according DIN EN 60601-2-24: February 1999 (Classification VDE 0750 Part 2-24)
 • Medical electrical equipment, Part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers [IEC 60601-2-24:1998]; German version EN 60601-2-24:1998
 Contact: PD Dr.-Ing. Jürgen Uhlemann Tel: 0351 / 463 36229 Fax: 0351 / 463 37035 E-Mail: [email protected] Laboratory of Simulation and Design Equipment:
 • 9 Workstations • Server (Available Software: PCB Design (EAGLE), Discrete Event Simulation (eM-
 Plant, simcron), FEM-Simulation (ANSYS), Mathematical Modelling (Matlab, Maple), Statistics (Statgraphics))
 Services:
 • Modeling, simulation and optimization of manufacturing processes especially in electronics and semiconductor production
 • Application of simulation methods for scheduling in manufacturing • Analysis and assessment of manufacturing processes • Training and practice about theory and application of simulation methods
 Contact: PD Dr.-Ing. G. Weigert Tel.: 0351 / 463 36439 Fax: 0351 / 463 37069 E-Mail: [email protected] Metallographic Preparation of cross sections of electronic components and materials Equipment:
 • Grinding and polishing: TegraSystem (TegraForce-5, TegraPol-35) • Precision sectioning saws: IsoMet 1000 (bis 1000 RPM), Accutom-2 (3000 RPM) • Microscopy: Leica DM4000 M (max. magnification 1000x) and digital camera
 (2080x1544 pixel) • Reflected light methods: bright field, dark field, polarized light, differential
 interference contrast • Database image management system
 Services:
 • Target preparation (preparation of a target layer)
 mailto:[email protected]
 mailto:[email protected]
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 • Analysis of microstructures, cracks, delaminations and voids (e.g. for packaging qualification after thermal-mechanical stress)
 • Measurement of structure size, like intermetallics, lengths, layer thicknesses • Documentation and reporting of the results
 Contact: Dipl.-Ing. M. Müller Tel.: 0351 / 463 33172 Fax: 0351 / 463 37035 Email: [email protected]
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 8. Weitere Aktivitäten
 More Activities
 8.1 Bücher und Vorlesungsskripte
 Books Sauer, W.; Oppermann, M.; Weigert, G.; Werner, S.; Wohlrabe, H.; Wolter, K.-J.;Zerna, T.: Chapter 6 „Process Cost Optimisation“ in: “Electronics Process Technology - Production Modelling, Simulation and Optimisation”, Springer-Verlag London, Limited, 2006 Neher, W.: "Zuverlässigkeitsbetrachtungen an Aufbau- und Verbindungstechnologien für elektronische Steuergeräte im Kraftfahrzeug unter Hochtemperaturbeanspruchungen", Themenreihe: ELEKTRONIK-TECHNOLOGIE IN FORSCHUNG UND PRAXIS BAND 14, Verlag Dr. Markus A. Detert, Templin 2006 Weigert, G.: „Fertigungssysteme der Elektronik“ (engl. „Manufacturing Systems of Electronics“), Vorlesungsskript
 8.2 Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vorträge
 Publications and Presentations Uhlemann, J.; Rudolf, F.; Meusel,B.; Meusel, E.; Klaus-Jürgen Wolter: “Influence of Medical Sterilization on Material Systems of Electronics”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, pp 1252 – 1254 Beshchasna, N.; Uhlemann, J.; Wolter, K.-J.: “Biostability of Electronic Packaging Material”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference“, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, pp 1047– 1053 Schlottig, G.; Rebenklau, L.; Uhlemann, J.; Nytsch-Geusen, C.; Wolter, K.-J.: „Modeling LTCC-based Microchannels Using a Network Approach”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference“, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, pp 1374– 1377 Beshchasna, N.; Uhlemann, J.; Wolter, K.-J.: “Researching of Biochemical Degradation of Electronic Materials in Fluid Electrolytic Mediums”, 29th International Spring Seminar on Electronic Technology, May 10th to 14th 2006, St. Marienthal, Germany, IEEE
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 Kamiński, S.; Rebenklau, L.; Uhlemann, J.; Wolter, K.-J.: “Mixer with Microchannels in LTCC Technology”, XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, September 24th to 27th 2006, pp 331 – 337 Wohlrabe, H.; Oppermann, M.: „Moderne Methoden der Qualitätsoptimierung für die SMT-Baugruppenfertigung“, Mesago Messe Frankfurt, Tutorial 23 auf der Messe „SMT HYBRID PACKAGING“ Nürnberg, Mai 30th to Juni 1st 2006 Oppermann, M.; Sauer, W.: “Cost Efficient Quality Strategies for Microsystems and Electronics Production”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006 Gesang, T.; Höfer, E.; Friedsam, G.: “Stressarmes Kleben in der Elektro-Optik (Teil 2)”, adhäsion KLEBEN & DICHTEN 2006, Heft 10, S. 34 - 37 Wiese, S.; Krämer, F.; Krause, M.; Bennemann, S.; Müller, M.; Röllig, M.; Petzold, M.; Wolter, K.-J.: “Compositional Effects on the Creep Properties of SnAgCu Solder” Proceedings of EuroSimE 2006, April 24th to 26th in Como (I), S: 684-653 Röllig, M.; Wiese, S.; Wolter, K.-J.: “Extraction of Material Parameters for Creep Experiments on Real Solder-Joints by FE-Analysis”, Proceedings of EuroSimE 2006, April 24th to 26th in Como (I), S: 281-289 Wiese, S.; Roellig, M., Mueller, M.; Rzepka, S.; Nocke, K.; Luhmann, C.; Kraemer, F.; Meier, K.; Wolter, K.-J.: “The Influence of Size and Composition on the Creep of SnAgCu Solder Joints”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, S. 912 – 925 Petzold, M.; Bennemann, S.; Graff, A.; Krause, M.; Müller, M.; Wiese, S.; Wolter, K.-J.: “Analytical and Mechanical Methods for Material Property Investigations of SnAgCu-Solder”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, S. 376 – 382 Dudek, R.; Rzepka, S.; Dobritz, S.; Döring, R.; Keyßig, K.; Wiese, S.; Michel, B.: “Fatigue Life Prediction and Analysis of Wafer Level Packages with SnAgCu Solder Balls”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, S. 903 – 911 Müller, M.; Wiese, S.; Wolter, K.-J.: “Influence of Cooling Rate and Composition on the Solidification of SnAgCu Solders”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, S. 1303– 1311
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 Horn, S.; Weigert, G.; Werner, S.; Jähnig, T.: “Simulation Based Scheduling System in a Semiconductor Backend Facility”, 2006 Winter Simulation Conference, Monterey, California USA, December 2006 Weigert, G.; Werner, S.; Horn, S.: „Simulation Aided Optimisation of Manufacturing Processes in University Education”, International Journal of Manufacturing Technology and Management 2006 - Vol. 9, No.3/4 pp. 372 - 386 Horn, S.; Weigert, G.; Werner, S.: „Real-time Scheduling by Parallel and Distributed Simulation over IP Multicast”, Journal of Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Volume 22, Issues 5-6, (October-December 2006), pp. 475-484 Weigert, G.: „Theorie und Praxis der simulationsgestützten Ablaufplanung“, Simulation in Produktion und Logistik 2006, Kassel, 26.-27. September 2006, Tagungsband zur 12. ASIM-Fachtagung S. 253 - 262 Horn, S.; Weigert, G.; Schönig, P.; Thamm, G.: “Application of Simulation-based Scheduling in a Semiconductor Backend Facility”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, pp. 1122 - 1126 Weigert, G.; Horn, S., Werner, S.: „Optimization of Manufacturing Processes by Distributed Simulation”, International Journal of Production Research, Volume 44 Numbers 18-19, September 15th to - October 1st 2006, pp. 3677 - 3692 Weigert, G.; Horn, S; Jähnig,T.; Sebastian, W.: “Automated Creation of DES Models in an Industrial Environment”, 16th International Conference FAIM'06, Flexible Automation & Intelligent Manufacturing Limerick, June 26th to 28th 2006, pp. 311 - 318 Horn, S.; Weigert, G.; Beier, E.: “Heuristic Optimization Strategies for Scheduling of Manufacturing Processes”, C, pp. 435 – 440, IEEE Catalog Number: 06EX1493C Nieweglowski, K.; Galardziak, P.; Wolter, K.-J.: "Ceramic Interposer for Optoelectronic Array Devices"; 29th International Spring Seminar on Electronics Technology, IEEE Catalog Number: 06EX1493C), St. Marienthal, Germany, May 10th to 14th, 2006, pp. 68-73 Galardziak, P.; Nieweglowski, K.; Patela, S.; Wolter; K.-J.: "Optical Multi-Chip Ceramic Transmitter Module"; 2006 International Students and Young Scientists Workshop "Photonics and Microsystems", June 30th – July 2d, 2006, Wroclaw/Szklarska Poreba, Poland Nieweglowski, K.; Wolter, K.-J.: "Optical Analysis of Short-Distance Optical Interconnect on the PCB-Level"; 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, pp. 392-397
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 Nieweglowski, K.; Wolter, K.-J.: "Elektro-optisches Modul für optische Verbindungen auf LP-Ebene– Koppelkonzept und optische Charakterisierung"; 9. Workshop "Optik in Rechentechnik" - ORT 2006, Siegen, Germany, 27. Oktober, 2006 Detert, M.; Ernst, D.; Zerna, T.; Wohlrabe, H.; Wolter, K.-J.: "Reliability Qualification of Flexible Printed Circuits with Common and New Methods", 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006 Detert, M.; Rebenklau, L.; Zerna, T.; Wolter, K.-J.: "Polymer Thick Film Technology for Realization of Fine Line Structures on Different Substrates", 29th International Spring Seminar on Electronics Technology, I St. Marienthal, Germany, May 10th to 14th, 2006 Detert, M.; Zerna, T.; Wolter; K.-J.: "Herausforderungen an die Aufbau- und Verbindungstechnik bei OLED-gerechten Montageprozessen", IMAPS 2006, München, October 09th to 10th 2006 Detert, M.; Ernst, D.; Zerna, T.; Wolter; K.-J.: "Flexible Verdrahtungsträger - Alterungsverfahren in der Diskussion", 31. Micro Reliability Seminar, 16. November 2006, IZM Berlin Luniak, M.; Höltge, H.; Brodmann, R.; Wolter, K.-J.: “Optical Characterization of Electronic Packages with Confocal Microscopy”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006 Herzog, T.; Wolter, K.-J.; Prasad, K.; Manokaran, V.: „Das rückstandsarme plasma gestützte Reflow-Löten von SnAgCu-Loten – Besonderheit, Ergebnisse und potentielle Einsatzgebiete“, 3. DVS/GMM-Tagung, Fellbach, 2006 Herzog, T.: „ROHS-konforme Baugruppenfertigung- Auswirkungen der Prozessführung auf die Baugruppen-Zuverlässigkeit“, Vortrag im Tutorial: „Aspekte zur Analytik in der Umstellungsphase auf RoHS-konform gefertigte Elektronik“, SMT Hybrid Packaging, Nürnberg 2006 Herzog, T.: „Technologische Anforderungen beim bleifreien und RoHS-konformen Hand- und Wellenlöten“, Vortrag zum Workshop bei der Metall- und Elektroausbildung gGmbH Kesselsdorf, 11.Juni 2006 Herzog, T.: „Fluxless Plasma assisted Soldering for Optoelectronic Devices”, International Student and Young Scientist Workshop, “Photonics and Microsystems” Wroclaw/Slarska Poreba, Juli 30th to Juli 1st 2006
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 Herzog, T.; Wolter, K.-J.; Canchi Purushothama, K.; Manokaran, V.; “Investigation and Optimization of Residue-free Plasma-assisted Reflow Soldering of SnAgCu by DoE”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006 Herzog, T.: „Technologische Anforderungen beim bleifreien und RoHS-konformen Hand- und Wellenlöten“, Vortrag bei der Dresden Elektronik GmbH, September 11th 2006 Herzog, T.: „ROHS-konforme Elektronikfertigung- Auswirkungen der Prozessführung auf die Baugruppen-Zuverlässigkeit“, 5. Symposium Silicon Saxony, Hilton Dresden September 13th, 2006 Herzog, T.: „Untersuchungen zum Einsatz des plasmagestützten rückstandsarmen Reflow-Lötens an SnAgCu-Loten“, FED-Konferenz, Kassel, September 21st to 23d, 2006 Rebenklau, L.; Herzog, T.; Wolter, K.-J.: „Evaluation of Lead Free Solder Joints on Thick Film Metallization”, paper for the 1st MacroNano-Colloquium on LTCC FR- and Microsystem Interconnect, TU Ilmenau, November 29th to 30th, 2006 Bell, H.; Heinze, R. Wohlrabe, H.: „Reflowlöten feuchteempfindlicher Bauelemente“, SMT-Germany 10/2006 S. 17-20 Wohlrabe, H.: „Mit Prozess- und Maschinenfahigkeitsanalysen zur Null-Fehler-Fertigung von elektronischen Baugruppen: Chancen, Nutzen und Grenzen“, Vortrag auf dem Leiterplattensymposium der Firma Ruwel Juli 22d 2006 Wohlrabe, H.: „Statistische Modellierung der Qualität des SMT-Montageprozesses“, Vortrag auf der DVS/GMM-Fachtagung Elektronische Baugruppen; Aufbau und Fertigungstechnik, Fellbach 2006 Wohlrabe, H.: „Erfahrungen beim Einsatz der statistischen Versuchsplanung in der Elektronikproduktion“, Vortrag 5. DoE-Kongress Kassel, October 5th, 2006 Wohlrabe, H.; Wolter, K-J.: „Practical Usage of Design of Experiments in the Production of SMT-Boards”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006, pp 854-859 Detert, M.; Ernst, D.; Zerna, T.; Wohlrabe, H.; Wolter, K.-J.: „Reliability Qualification of Flexible Printed Circuits with Common and New Methods” 56th ECTC, May 30th to June 1st 2006, San Diego, USA
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 Zerna, T.; Wolter, K.-J.: „Zuverlässigkeitsanalysen an komplexen elektronischen Baugruppen mittels Röntgen- und Ultraschallmikroskopie; Kongress "Systemintegration in der Mikroelektronik, May 31st, 2006, Nürnberg Zerna, T.; Wolter, K.-J.: „X-ray and Ultrasonic Microscopy – Non-destructive Test Methods for Reliability Relevant Phenomenon in Electronics Packaging”, IMAPS Poland, September 24th to 27th 2006, Krakow, Poland Wolter, K.-J.; Zerna, T.: „Trends in der Systemintegration“, Sächsischer Arbeitskreis Elektronik-Technologie, Dresden, November 8th 2006 Schlottig, G.; Rebenklau, L. ; Uhlemann, J. ; Nytsch-Geusen, C.; Wolter, K.-J.: “Modeling LTCC-based Microchannels Using a Network Approach”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006 Miś, E.; Borucki, M.; Dziedzic, A.; Kamiński, S.; Rebenklau, L.; Sonntag, F.; Wolter, K.-J.: “Laser-Shaped Thick-Film and LTCC Microresistors”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006 Hagen, G.; Rebenklau, L.: “Fabrication of Smallest Vias in LTCC Tape”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006 Howitz, S.; Rebenklau, L.; Richter, A.: “Electronics Packaging for Microfluidics Applications”, 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, Germany, September 5th to 7th, 2006 Rebenklau, L.; Wolter, K.-J.; Hagen, G.: “Realization of μ-Vias in LTCC Tape”, 29th International Spring Seminar on Electronics Technology, St. Marienthal, Germany, May 10th to 14th, 2006 Rebenklau, L.; Herzog,T.; Wolter; K.-J.: “Evaluation of Lead Free Solder Joints on Thick Film Metallization”, 1st MacroNano-Colloquium on LTCC RF- and Microsystem Interconnect Technische Universität Ilmenau, November 29th to 30th 2006 Rebenklau, L.; Schlottig, G.;Uhlemann, J.; Vollmer, G.; Wolter, K.-J.: “LTCC Packaging for Bio-Application’s Demands”, 2nd CICMT, April 2006, Denver, Colorado
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 8.3 Wissenschaftliche Veranstaltungen
 Scientific Events Der wohl bedeutendste wissenschaftliche Höhepunkt unseres Institutes 2006 war die 1st Electronics Systemintegration Technology Conference (ESTC 2006). Dr. Zerna, der organisatorische Leiter dieser Konferenz, resümiert: More than two years ago during a meeting in Shanghai some CPMT colleagues from Europe, US and Asia discussed the necessity to improve CPMT conference activities in Europe. Klaus-Jürgen Wolter, Director of the Electronics Packaging Laboratory of Dresden University of Technology, German, and meanwhile member of the CPMT BoG, together with his team took the initiative to start organizing a European, but international conference. Now, two years later, the 1st Electronics Systemintegration Technology Conference, ESTC 2006, held from September 5 to 7 in Dresden, Germany, has become reality. And, to come to the point, ESTC 2006 was a really great success! But, let's go back to the beginning. The conference title already emphasizes the focus of the conference: Systemintegration. Looking back one of the may be most important activities in the early beginning of organizing this conference was to found a program committee which is indeed international. 97 scientists from 25 countries, leaded by the Conference Program Chair Chris Bailey from Greenwich University, UK, did a really great job. Following the successful model of ECTC, the world wide most important conference in electronics packaging, the ESTC program committee announced ten major topics. These topics and the responsible Subcommittee Chairs have been:
 • Advanced Packaging - Rolf Aschenbrenner, Fraunhofer IZM Berlin, Germany • Materials and Processing - Johan Liu, Chalmers University of Technology,
 Goeteborg, Sweden • Optoelectronics - Torsten Wipiejewski, Firecomms Ltd., Cork, Ireland • Manufacturing Technology - David Whalley, Loughborough University, UK • Microsystems Packaging - Zsolt Illyefalvi-Vitez, Budapest University of Technology
 and Economics, Hungary • Electrical Modeling - Flavio Canavero, Politecnico di Torino, Italy • Thermal-Mechanical Modeling - Bernd Michel, Fraunhofer IZM Chemnitz, Germany • Emerging Technologies - Jorma Kivilahti, Helsinki University of Technology, Finland • Quality and Reliability - Hans-Jürgen Albrecht, Siemens AG Berlin, Germany • Passive Components - Paul Svasta, "Politehnica" University of Bucharest, Romania • Additional subcommittees where focused on preparing the poster presentations and
 professional short courses: • Poster Committee - Pavel Mach, Technical University Prague, Czech Republic • Short Courses Committee - Bernard Courtois, TIMA-CMP, Grenoble, France
 Another very important fact was the wide cooperation in organizing the conference. The local organizers, that means the Electronics Packaging Laboratory of Dresden University of Technology and the "Society for Knowledge and Technology Transfer of Dresden University of Technology Ltd." (German abbreviation GWT-TUD GmbH), have strongly been supported by IEEE-CPMT. Additional support came from the respective German association, which is the VDE-GMM (German Association for Electrical, Electronic & Information Technologies - Society of Microelectronics, Micro and Precision Engineering), IMAPS Germany and Silicon Saxony, Germany’s largest trade association for the microelectronic industry.
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 The first conference day started with six half-day short courses where attendees have had the possibility to improve their knowledge about special topics. Short course 1: Electrical Analysis of Electronics Packaging, Michael F. Caggiano, Rutgers University, NJ, USA Short course 2: Multi-layer Organic with Embedded Passives and Actives, Swapan Bhattacharya, Georgia Institute of Technology, GA, USA Short course 3: Electrically Conductive Adhesives, James E. Morris, Portland State University, OR, USA Short course 4: FEM Support of Industrial Design for Manufacturing & Reliability in Electronics Packaging, Sven Rzepka, Qimonda Dresden, Germany, Rainer Dudek, Fraunhofer IZM, Germany, Steffen Wiese, Dresden University of Technology, Germany Short course 5: Power Delivery Networks for Semiconductor Systems: Design, Modeling and Simulation Methods, Madhavan Swaminathan, A. Ege Engin, Georgia Institute of Technology, GA, USA Short course 6: Thermal Measurements and Qualification IC Packages using the Transient Method: Principles and Applications, András Poppe, Budapest University of Technology and Economics, Hungary Those six short courses where attended by more than 50 people.
 Klaus-Jürgen Wolter, opening ESTC 2006 The technical program of the conference was started with an opening session in the afternoon. Klaus-Jürgen Wolter welcomed all attendees and announced the technical program including 8 Keynote Presentations, an evening Panel Discussion, some 160 oral presentations and 60 poster presentations as well as a 3-day industrial exhibition with 22 companies and organizations presenting their latest products and developments. The official opening entitled "Micro-/Nano-/Bio-Technologies and Lifelong Learning - Key Factors for the Development of an Industrial Society in a Global Environment" was given by Kurt Biedenkopf, former Prime Minister of Saxony and Honorary President of Dresden International University. The first two keynote presentations where held by Herbert Reichl, Director of Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM), Berlin, Germany, and Thomas Zeiger, Product Manager at Siemens AG, A&D, Optical Solutions, Munich, Germany. Herbert Reichl addressed his vision about the future developments in electronics packaging in his presentation entitled "Systemintegration Technologies for Autarchic Miniaturized Sensor Systems". The presentation was a perfect overall introduction into the field of systemintegration the whole conference was dedicated to. Thomas Zeiger introduced the new concept of Siemens to integrate SMD assembly machines and Flip Chip bonders into one platform entitled "Chip Assembly Today and Tomorrow". The opening session was completed by a welcome address from CPMT, presented by William Chen, CPMT President. He leaded the CPMT delegation with Marsha Tickman, Rolf Aschenbrenner, Rao Bonda, Al Puttlitz and Paul Wesling.
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 Audience during keynote sessions After this the presentations of technical papers started, scheduled in five parallel technical session streams. The day ended with a Welcome Reception, where all the attendees enjoyed socializing with each other. The second conference day was continued with technical sessions with high quality presentations. The keynote presentations where continued as well. In two different sessions the very important topic of lead-free electronics and especially the problem of tin whiskers where addressed, completed by two presentations about the specific demands of the product branches avionics and automotive on electronic products. Michael Pecht, Chair Professor and Director of CALCE Electronic Products and Systems Center, University of Maryland, USA, presented "Today's and Future Challenges Concerning Lead-free Electronics". Katsuaki Suganuma, Director of Nanoscience and Nanotechnology Center, Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, Japan, spoke about "Low/high Temperature Lead-free Soldering, Tin Whiskers and Next Steps Towards the Future". The avionics industry was represented by Josephine Vann, Principal Component Engineer, Smiths Aerospace UK. She explained "Future challenges for the Qualification of Electronic Components for Avionics Applications". The specific demands of automotive industry were emphasized by Steve Prosser, Chief Engineer – Technology, Electronic Control Systems, TRW Automotive, Solihull, UK, with his presentation "Advanced Automotive Electronic Systems: Packaging & Environmental Challenges". The evening Panel Discussion entitled "Next Generation Interconnects, Packaging and Systemintegration" was undoubtedly another highlight of the conference beside the keynote presentations. This discussion was organized and chaired by Rao Bonda, CPMT Vice President Technical. He introduced the four outstanding short presentations by worldwide leading experts:
 • Packaging Innovations on Rise - William Chen, Senior Technical Advisor, ASE, Inc., Santa Clara, CA, USA
 • 3D Interconnection and Packaging - Eric Beyne, Director, Advanced Packaging and Interconnect Center, IMEC, Leuven, Belgium
 • Packaging and Integration of Components, New Challenges on Wafer Level Packaging - Gilles Poupon, Program Manager, Packaging and Interconnections Group, CEA-LETI, Grenoble, France
 • Advanced Assembly and Packaging Technologies for Miniaturized Microelectronic Systems - Klaus-Dieter Lang, Deputy Director, Fraunhofer IZM, Berlin, Germany
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 Audience and panel during the evening discussion (from left to right: Gilles Poupon, Eric Beyne, William Chen, Klaus-Dieter Lange) The third conference day completed a high quality and really busy technical program of the conference. In addition to the technical sessions another keynote session was held, presenting two different topics. Ralf Plieninger, Senior Director Technology, Assembly and Test, Communications Group, Infineon Technologies AG, Regensburg, Germany, emphasized "Challenges and New Solutions for High Integration IC Packaging". From the view of semiconductor industry he contributed new aspects to the topic of systemintegration. "Microelectronic Technologies for the LHCb Experiment at CERN - A Challenge for the Electronics Packaging", presented by Udo Dehne, Sales and Marketing Director, RHe Microsystems GmbH, Germany, showed a special application of lectronics packaging for the large hadron collider (LHC), a particle accelerator at CERN. During the closing session Thomas Zerna, Conference Executive Chair, announced some statistical data. The conference was attended by 395 people from 26 countries. 38% of the attendees came from industry, another 38% from universities, 19% from research institutions and the remaining 5% from organizations and societies. ESTC 2006 awarded the best presentation and the best poster. The Best Presentation Award went to: "C4NP as a High-Volume Manufacturing Method for Fine-Pitch and Lead-Free FlipChip Solder Bumping" by Klaus Ruhmer, SUSS MicroTec AG, Germany; Eric Laine, SUSS MicroTec, Inc., USA; Eric Perfecto, Hai Longworth and David Hawken, IBM Microelectronics, USA. The Best Poster Award went to: "High Energy Density Magnetic Materials for Electronic Packaging" Wilhelm Kappel, Mirela M. Codescu, Nicolae Stancu, Jana Pintea and Eros Patroi, Incdie ICPE-CA, Romania. Next ESTC will take place 2008 in Greenwich, London, UK. A challenge cup, created by the ESTC 2006 Organizing Committee, was handed over by Klaus-Jürgen Wolter and Thomas Zerna to Chris Bailey, Program Chair of ESTC 2006 and General Chair of ESTC 2008, and to Nihal Sinnadurai, CPMT Chapter Chair UK and Ireland and Executive Chair of ESTC 2008. Chris Bailey presented an outlook to ESTC 2008.
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 Handing over the ESTC Challenge Cup: Thomas Zerna, Chris Bailey, William Chen, Klaus-Jürgen Wolter, Nihal Sinnadurai (left to right) During his closing address CPMT President William Chen assessed ESTC 2006 as a great success and acknowledged all people having been involved in the conference organization. The conference was finished by a beautiful river tour in the evening. Detailed information about the technical program and some impressions of the conference as well as first information about ESTC 2008 are available at www.estc-conference.net.
 8.4 Institutionelle und persönliche Mitgliedschaften
 Memberships ASIM Arbeitsgemeinschaft Simulation in der Gesellschaft für Informatik
 DHV Deutscher Hochschulverband
 DVM Deutscher Verband für Materialforschung und –prüfung e. V.
 DGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V.
 EITI European Interconnect Technology Initiative
 eM-Plant-Academic e.V.
 GMM VDE/VDI Gesellschaft für Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik
 IEEE-CPMT Institut of Electrical and Electronic Engineers Components, Packaging and Manufacturing Technology Society
 IEEE-LEOS Institut of Electrical and Electronic Engineers
 IMAPS Deutsch. The International Microelectronics And Packaging Society
 IMAPS USA The International Microelectronics And Packaging Society
 IPC The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits
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 MCB Micro Materials Center Berlin (Fraunhofer Institut)
 REFA Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation e. V.
 SMTA Surface Mount Technology Association
 VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
 VDI Verband Deutscher Ingenieure
 VDI-Fachausschuß „Simulation und Optimierung“
 Silicon Saxony
 8.5 Teilnahme an Konferenzen, Messen und Ausstellungen
 Participation in Conferences, Fairs and Exhibitions „1st Electronics Systemintegration Technology Conference“, Dresden, Germany, September 5th to 7th 2006 56th ECTC, May 30th to June 1st 2006, San Diego, USA „SMT HYBRID PACKAGING“ Nürnberg, 2006 Vorbereitung, Organisation und Standbetreuung des Messestandes „Mikrotechnischen Produktion“ ISSE, Kloster Marienthal, Germany FAIM, Limerick, Ireland ASIM-Fachtagung „Simulation in Produktion und Logistik“, Kassel, Germany WSC, Monterey, CA, USA Sächsischer Arbeitskreis Elektronik-Technologie Der Sächsische Arbeitskreis Elektronik-Technologie bietet seit 1991 als Interessenverbund und seit 1994 als Arbeitskreis unter dem Dach des Dresdner Bezirksvereins des VDI eine Plattform für fachliche Dispute und einen regen Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen und Instituten zur Elektronik-Technologie. In jährlich 4 bis 5 Treffen werden jeweils aktuelle Themen durch Vorträge, Präsentationen und Fertigungsbesichtigungen zur Diskussion gestellt. Vertreter von mehr als 60 Einrichtungen haben sich an den zurückliegenden Veranstaltungen beteiligt. Im Jahr 2006 wurden unter Leitung von Herrn Prof. Bauer (HTW Dresden) und Herrn Dr. Oppermann (TU Dresden, ZµP) zwei Veranstaltungen durchgeführt. Dabei spielten solche Themen, wie die zerstörungsfreie Prüfung von Bauelementen und Baugruppen eine wichtige Rolle.
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 Weitere Informationen zum Arbeitskreis sind unter http://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/ zu finden. Dort sind ebenfalls Links zu den unterstützenden Firmen, Einrichtungen und Organisationen verzeichnet. The SAET was founded in 1991 as an interest group and since 1994 as a task force in the “Society of German Engineers” (Dresden Branch) a platform for technical disputes and exchange of experiences between enterprises and research institutes. At 4 to 5 annual meetings giving presentations and visiting productions discuss current topics of interest. Representatives of about 60 institutions from all over Germany took part in the past meetings. In 2006 the working group has had two meetings. Topics were among others non-destructive inspection of components, packages and modules. More information are available under http://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/. There are also links to supporting companies and organisations located. Veranstaltungen 2006 / Meetings 2006 47. Treffen / Meeting: 17.02.2006 Gastgeber: Fraunhofer Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren - Institutsteil Dresden (IZFP-D) Thema: Elektronik als Basis und Anwendungsfeld für die zerstörungsfreie Prüfung 48. Treffen / Meeting: 08.11.2006 Gastgeber: IFM 2006 - Veranstaltungsreihe "Faszination Technologie" Thema: Von Mikro zu Nano in der Aufbau- und Verbindungstechnik elektronischer Baugruppen
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 9. Verein „Förderung der Elektronik-Technologie an der TU Dresden e.V.“ Der Verein „Förderung der Elektronik-Technologie an der TU Dresden e. V.“ wurde am 18. September 2001 gegründet. Ziel des Vereins ist die Förderung der Forschung, Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Elektronik-Technologie am heutigen Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik (IAVT) und am Zentrum für mikrotechnische Produktion (ZµP). Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er fördert wissenschaftliche Aktivitäten auf allen Gebieten rund um die Elektronik-Technologie und das Electronic Packaging. Dies erfolgt insbesondere durch:
 • Finanzielle Unterstützung von Forschungsaufgaben, die nicht oder nur teilweise durch Mittel der öffentlichen Hand finanziert werden, wobei Kosten für Geräte und Anlagen, Verbrauchsmaterialien und Personal übernommen werden können,
 • Förderung der Publikation von Forschungsergebnissen, der Umsetzung solcher Ergebnisse in die praktische Anwendung sowie jeder anderen Form des Technologie-Wissens- und Ergebnistransfers,
 • Förderung des wissenschaftlichen Gedanken- und Erfahrungsaustausches auf den das IAVT und/oder das ZµP betreffenden Fachgebieten,
 • Förderung der studentischen Ausbildung durch Finanzierung oder Mitfinanzierung von Materialien und Geräten für die Lehre sowie von den Ausbildungsprozess befördernden (z. B. studentischen) Exkursionen,
 • Förderung und Unterstützung von Maßnahmen zur persönlichen Qualifizierung hochbegabter Studenten oder Wissenschaftler des IAVT bzw. des ZµP,
 • Organisation und Durchführung wissenschaftlicher Konferenzen oder anderer wissenschaftlicher Veranstaltungen im Auftrag des IAVT oder des ZµP,
 • Förderung und Unterstützung der kommerziellen Verwertung von erzielten Forschungs- und Entwicklungsergebnissen durch momentane und/oder ehemalige Angehörige des IAVT oder des ZµP,
 • Förderung, Unterstützung und organisatorische Abwicklung für die Nutzung spezifischer Leistungsangebote des IAVT und des ZµP durch außeruniversitäre Einrichtungen und Personen.
 Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen, Personengemeinschaften und Firmen werden, deren Tätigkeit oder fachliches Interesse im Zusammenhang mit den Arbeitsgebieten des IAVT oder des ZµP steht. Aktuelle Informationen zum Vereinsleben erhalten Sie auf den WWW-Seiten des Instituts und des Vereins unter http://www.avt.et.tu-dresden.de/et-ev/ . Kontakt: Verein Förderung der Elektronik-Technologie an der TU Dresden e. V. c/o Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik 01062 Dresden Tel: +49 351 463 35409 Fax: +49 351 463 37069 Email: [email protected]
 http://www.avt.et.tu-dresden.de/et-ev/
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 Electronics Packaging Promotion Society at Dresden UT The „Electronics Packaging Promotion Society at Dresden UT“ was founded on September 18th 2001. The Society is aimed to the promotion of research, education and training in the field of electronics technology at the today’s Electronics Packaging Laboratory (German abbrev. IAVT) and the Center of Microtechnical Manufacturing (German abbrev. ZµP). The Society pursues exclusively and immediately non-profit-making purposes. The Society wants to promote scientific activities in all fields of electronics technology and electronics packaging, especially by:
 • financial support for research activities, that are not or only partial financed by the government, where costs of equipment, materials and staff may be financed,
 • supporting the publishing of research results, the practical application of these results and any other form of technology and know-how-transfer,
 • supporting the exchange of minds and experiences in all working fields of IAVT and ZµP,
 • supporting the students education by financing of materials and equipment for courses and lectures and e.g. students excursions,
 • supporting of activities for personal qualifying of gifted students and scientists of IAVT and ZµP,
 • organizing and holding conferences and other scientific events for IAVT and ZµP, • supporting the commercial exploitation of research results by current or former
 employees of IAVT and ZµP, • supporting and organizing the use of services offered by IAVT and ZµP.
 Natural and legal persons or companies may be a member of the Society, as long as their profession or their scientific interest concerns to the working fields of IAVT and ZµP. Current information about the Society are available under http://www.avt.et.tu-dresden.de/et-ev/ . Contact: Verein Förderung der Elektronik-Technologie an der TU Dresden e. V. c/o Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik 01062 Dresden Phone: +49 351 463 35409 Fax: +49 351 463 37069 Email: [email protected]
 http://www.avt.et.tu-dresden.de/et-ev/
 http://www.avt.et.tu-dresden.de/et-ev/
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